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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that

may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

Huoimi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG-
ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under



Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.



CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate”

AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

UK
CA

ASRock INC. hereby declares that this device is in compliance with the essential require-
ments and other relevant provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA decla-
ration of conformity is available at: http://www.asrock.com

ce

ASRock INC. hereby declares that this device is in compliance with the essential require-
ments and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of
conformity is available at: http://www.asrock.com

ASRock follows the green design concept to design and manufacture our products, and
makes sure that each stage of the product life cycle of ASRock product is in line with global
environmental regulations. In addition, ASRock disclose the relevant information based
on regulation requirements.

Please refer to https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility for informa-
tion disclosure based on regulation requirements ASRock is complied with:

&=/ DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been

designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the

crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic

equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations
. for disposal of electronic products.

CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the
European Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.



Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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Radio transmit power per transceiver type

2400-2483.5 MHz
5150-5250 MHz

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz

Bluetooth 2400-2483.5 MHz

18.5+/-1.5dbm
21.5+/-1.5dbm
18.5 + / -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/ -1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/ -1.5 dbm (TPC)
8.5+ /-1.5 dbm

ASRock Incorporation
Contains Wi-Fi module with Bluetooth

Intel® Wi-Fi 3168

Model: 3168NGW

FCCID:PD93168NG R-NZ

IC:1000M-3168NG c E

5.15~5.35GHz indoor use only

-
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (F_USB3_1_2)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_2)(Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_3)(Lower)

11  SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

12 System Panel Header (PANEL1)

13 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

14  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

15 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
16 USB 2.0 Header (USB5)

17 USB 2.0 Header (USB3_4)

18 COM Port Header (COM1)

19  Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

20 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

O 0 N N Ul W
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No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 7 USB 2.0 Ports (USB_1_2)

2 LAN RJ-45 Port* 8 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
3 LineIn (Light Blue)** 9  D-Sub Port

4 Front Speaker (Lime)** 10 HDMI Port

5  Microphone (Pink)** 11 DisplayPort 1.4

6 Antenna Ports

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED
|

| - I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description

Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out



WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.2 module
that offers support for WiFi 802.11 a/b/g/n/ac connectivity standards and Bluetooth 4.2.
WiFi + BT module is an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter to
support WiFi + BT. Bluetooth 4.2 standard features Smart Ready technology that adds
a whole new class of functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes Low
Energy Technology and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

-
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Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H610M/ac motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent
performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality
and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock H610M/ac Motherboard (Micro ATX Form Factor)
« ASRock H610M/ac Quick Installation Guide

+ ASRock H610M/ac Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 2x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

+ 1x Screw for M.2 Socket (Optional)

+ 1 x1I/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ Micro ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

« Supports 12" Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
- Digi Power design

6 Power Phase design

- Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

- Intel® H610

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

« 2x DDR4 DIMM Slots

+ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200%
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)

+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-

ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
« Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x PCle Gen4x16 Slot*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 2 x PCle Gen3xl Slots
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.
« Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)
» Three graphics output options: D-Sub, HDMI and
DisplayPort 1.4
+ Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
+ Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

H610M/ac



+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

Audio » 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897/887 Audio Codec)

+ Supports Surge Protection

Wireless + 802.11ac WiFi Module

LAN + Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
+ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
+ Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
+ Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports UEFI PXE

Rear Panel + 2x Antenna Ports
1/0 + 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
+ 1xD-Sub Port
- 1 x HDMI Port
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 2xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage + 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors*
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3
will be disabled.
+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type
2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)
modes**

** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)
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Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x COM Port Header
+ 1xSPITPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP and CHA_FANI1~2/WP can auto detect if
3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V
PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH Voltage Multi-adjustment

+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ CASE OPEN detection
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+ Voltage monitoring: CPU Vcore, +1.05 PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

0s + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- « FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be

placed if you wish to return the motherboard for after service.

S

13
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

15
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)
There are 3 PCI Express slots on the motherboard.
Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

17
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

" W

Short Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS1)
(see p.6, No. 13) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.



H610M/ac

2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

t Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over

will cause permanent damage to the motherboard.

PLED+
L

System Panel Header Connect the power
(9-pin PANELL1)

(see p.1, No. 12)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

FoLED: assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

19
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Chassis Intrusion and SPEAKER Please connect the
Speaker Header DUN?’\LAJYMTV chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) +5V l chassis speaker to this
(see p.1, No. 14) . header.

|

SIGNAL
GND
DUMMY

Serial ATA3 Connectors These four SATA3
Vertical: - Bl S connectors support SATA
(SATA3_0: g I- -I g data cables for internal
see p.1, No. 8) & 2kl & storage devices with up to
(SATA3_1: 6.0 Gb/s data transfer rate.
see p.1, No. 7) *If M2_2 is occupied by
Right Angle: ?,' = [ 2' a SATA-type M.2 device,
(SATA3_2: = |- I- = SATA3_3 will be disabled.
see p.1, No. 9)(Upper) & =] =l P

(SATA3_3:
see p.1, No. 10)(Lower)

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 17)

(4-pin USB5)
(see p.1, No. 16)

1

GND
P+0

P-0
USB_PWR

There are two USB
2.0 headers on this

motherboard.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin F_USB3_1_2)
(see p.1, No. 6)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.2 Genl header can

support two ports.



Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 19)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

H610M/ac

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 15)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.
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CPU/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 20)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

P NwW s

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power 8 —— ° This motherboard pro-
Connector 8%%8 vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4 1 power connector. To use a
(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,

please plug it along Pin 1

and Pin 5.

*Warning: Please make

sure that the power cable

connected is for the CPU

and not the graphics

card. Do not plug the

PCle power cable to this

connector.
SPI TPM Header e This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) Dy Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 11) SPIEZ?:I system, which can securely

[Tepprea store keys, digital certificates
Sele)(e)e s dig :
[ [e)fe][@)[e)(e)[e) passwords, and data. A TPM
JNELLTPM,CS# system also helps enhance
Sl RS network security, protects digital
SP?_F'E',;]CZSB identities, and ensures platform

22
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This COM1 header
supports a serial port

Serial Port Header
(9-pin COM1)

(see p.1, No. 18) module.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)
modes.

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

f 12} { Step 2

o
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

-0
-0

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type 2260  Type 2280

24
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-0

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.

H610M/ac
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das ASRock H610M/ac entschieden haben - ein

zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design,
das ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

nen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-

Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne
weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste un-
terstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://
www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

ASRock H610M/ac-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
ASRock H610M/ac-Schnellinstallationsanleitung

ASRock H610M/ac-Support-CD

2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)

1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform + Micro-ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design

Prozessor . Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
« Digi Power design
+ 6-Leistungsphasendesign
+ Unterstiitzt Intel* Hybrid-Technologie
+ Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz « Intel° H610

Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
+ 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze
« Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 3200*
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
« Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-
Modus)
« Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
+ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiter- + 1 x PCle-Gen4x16-Steckplitze*
ungssteck- * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
platz + 2x PCle-Gen3x1-Steckplitze
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ 2230-WLAN/BT-PCle-
WLAN-Modul

Grafikkarte  * Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausginge
kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die GPU-integriert
sind.

. Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

» Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI und
DisplayPort 1.4

+ Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS (komprimiert) mit max. Auflosung
bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

+ Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max.
Auflosung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz
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Audio

Wireless LAN

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897/887-Audiocodec)
Unterstiitzt Uberspannungsschutz

802.11ac-WLAN-Modul

Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis 433
Mb/s

Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse II

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt UEFI PXE

2 x Antennenanschluss

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB-3.2-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2260/2280-
SATA-III-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x4- (32 Gb/s) Modi**

** Unterstiitzt Intel* Volume Management Device (VMD)
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** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

Anschluss + 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
1 x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehéuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
+ 2 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~2/WP kénnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
. 1x USB 3.2 Genl1-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS-Funk- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger grafis-
tion cher Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
+ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
+ CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05 V PROC,
+0,82 V PCH, +1,05 V PCH / Mehrfachspannungsanpassung

Hard- - Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/Was-
wareliberwa- serpumpenliifter
chung + Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterge-

schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

+ Gehiuse-offen-Erkennung
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+ Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05 V PROC, +0,82 VPCH, +12 V, +5V, +3,3 V

Betriebssys- - Microsoft” Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

tem

Zertifizierun- - FCC,CE

gen

+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitdt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden.

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schéden, die durch eine Ubertaktung
verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

" W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper
(CLRMOSI)

(siehe S. 1, Nr. 13) 2-poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen
Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
die BIOS-Option ,, Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehduseein-
griffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED+

mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Gehéuseeingriffs- und SPEAKER Bitte verbinden Sie Gehéusee-
Lautsprecher-Stiftleiste DU,\,?,\L::;A m ingriffsvorrichtung und den
(7-polig, SPK_CI1) v | Gehéuselautsprecher mit dieser
(siehe S. 1, Nr. 14) ; O 8 8 8 Stiftleiste.
SIGN/I\L |
GND

DUMMY
Serial-ATA-III-Anschliisse Diese vier SATA-III-Anschliisse
Vertikal: - 1 F/l S unterstiitzen SATA-Datenkabel
(SATA3_0: g |- -| g fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 8) & & kel & einer Dateniibertragungsgeschw
(SATA3_1: indigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 7) *Wenn M2_2 durch ein SATA-
Winkel rechts: ~NFR Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
(SATA3_2: 2 |_ |_ 2 SATA3_3 deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 9) (obere) 3:7 =] =l c</()
(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 10) (untere)

USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB3_4) T
(siehe S. 1, Nr. 17)

an diesem Motherboard.

(4-polig, USB5) ;
(siehe S. 1, Nr. 16) pr NP
P-0

USB_PWR

USB 3.2 Genl1-Stiftleiste Vous Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, F_USB3_1_2) IntA_PA_SSRX. IntA_PB_SSRX+ Motherboard. Diese USB-3.2-
. IntA_PA_SSRX+ GND . . .
(siehe S. 1, Nr. 6) oND IntA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ "
IntA_PA_SSTxX+ GND unterstutzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Audiostiftleiste
Frontblende

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

)

N resences Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET
Anschlielen von Audiogeriten

an der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu

jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audios-

tiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume (Aufnahmelaut-

stirke) an.

Gehiduse-/Wasserpumpen-

Lufteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 4)

(4-polig, CHA_FAN2/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 15)
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FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Dieses Motherboard bietet

zwei 4-polige Wasserkithlung-
Gehduselifteranschlisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkithlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.



CPU-/Wasserpumpen-

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

(4-polig, CPU_FAN2/WP) FANLVOLTAGE
(siehe S. 1, Nr. 20)

Liifteranschluss

P NW s

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
Lifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieBen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefSen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5

(8-polig, ATX12V1) UREW
(sieche S. 1, Nr. 1) UUUL

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
zanschluss. Bitte schliefSen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schlief3en Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste SP1_Das

SPI_PWR

(13-polig, SPI_TPM_J1) D“’gﬂ{spl os
(siehe S. 1, Nr. 11) RST#

| TPM_PIRQ

OJO[O[O]O[O]O]
11QIQ[Q[OIOO)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt das
SPI Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Starkung

der Netzwerksicherheit,

schiitzt digitale Identititen

und gewihrleistet die

Plattformintegritat.

H610M/ac
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Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1 Diese COM1-Stiftleiste
(9-polig, COM1) unterstiitzt ein Modul fiir

(siehe S. 1, Nr. 18) serielle Ports.

DDCD#1
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H610M/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de
ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock H610M/ac (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock H610M/ac

+ CD dassistance ASRock H610M/ac

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 2xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

+ 1xvis pour socket M.2 (Optionnel)

+ 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

40

« Facteur de forme Micro ATX

« Conception a condensateurs solides

« Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

« Digi Power design

+ Alimentation a 6 phases

« Prend en charge Intel® Hybrid Technology

«+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® H610

«+ Technologie mémoire double canal DDR4
« 2 x fentes DIMM DDR4
« Prise en charge des mémoires DDR4 non-ECC, sans tampon et
jusqu'a 3200%
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://www.
asrock.com/)
«+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
« Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB
«+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 1x fente PCle Gen4x16*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
« 2x fentes PCle Gen3x1
« 1xsocket M.2 (clé E), prend en charge les modules Wi-Fi/BT
PCle type 2230

* La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un controdleur graphique.
« Architecture graphique Intel® X (Gen 12)
« Trois options de sortie graphique : D-Sub, HDMI et DisplayPort
1.4
« Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible
avec résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
« Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqua 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz
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Audio

Réseau sans-
fil

Réseau

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897/887)
Prend en charge la protection contre les surtensions

Module Wi-Fi 802.11ac

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge la connexion sans-fil & haute vitesse jusqua
433Mbps

Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge UEFI PXE

2 X ports antenne

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

4 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s*

* §i M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_3
est désactivé.

1 x Socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), supporte les modes SATA3
6,0 Gb/s et PCle Gen3x4 (32 Gb/s) de type 2260/2280**

** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)
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Connecteur

Caractéri-
stiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

42

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1xembase pour port COM
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise LED d’alimentation et emplacement sur chéssis
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
2 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~2/WP peuvent détecter automa-
tiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
+ 1x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
+ 1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches
+ 1x connecteur audio panneau frontal
+ 2xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

« BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
lingue

« Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

« Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

« Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chéssis /pompe a eau

« Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-
lateur du chéssis d'apreés la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

+ Contrdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

« Détection CHASSIS OUVERT
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« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, +1,05
PCH, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V,
+5V, 43,3V

Systeme + Microsoft®” Windows® 10 64-bits / 11 64-bits
d’exploitation

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-

A tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI1)

(voir p.1, No. 13) Cavalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOSI pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer
le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a Ieffacement de la CMOS. Veuillez noter
que les paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement
effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du

cavalier une fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mére

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.

Embase du panneau sys- Branchez le bouton de mise

téme en marche, le bouton de
(PANNEAU1 a 9 broches)

(voir p.1, No. 12)

réinitialisation et le témoin
détat du systeme présents sur

le chéssis sur cette embase en

HDLED+

respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionne-
ment au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.
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Prise LED d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher l'emplacement
et emplacement sur chéssis DUJ’W M sur le chéssis et le haut-parleur
(SPK_CI1 a 7 broches) s | du chassis sur ce connecteur.
(voir p.1, No. 14) 4

SIGNAI\L |

GND
DUMMY

Connecteurs Serial ATA3 Ces quatre connecteurs SATA3
Vertical: - [ sont compatibles avec les cables
(SATA3_0: g I- -I g de données SATA pour les
voir p.1, No. 8) Rl O I appareils de stockage internes
(SATA3_1: avec un taux de transfert
voir p.1, No. 7) maximal de 6,0 Go/s.
Angle droit: ~NF R *Si M2_2 est occupé par un
(SATA3_2: 2 |_ I_ 2 périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, No. 9) (Supérieur) & =] |=| 5) SATA3_3 est désactivé.

(SATA3_3:
voir p.1, No. 10)(Inférieur)

Embases USB 2.0
(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)

(USB5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 16)

1
GND
P+0
P-0

USB_PWR

Cette carte mére comprend
deux embases USB 2.0.

Embase USB 3.2 Genl
(F_USB3_1 2419
broches)

(voir p.1, No. 6)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cette carte mere comprend un
connecteur. Cette embase USB
3.2 Genl peut prendre en charge

deux ports.



Embase audio du panneau

GND
PRESENCE#
MIC_RET

H610M/ac

Cette embase sert au

frontal branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 audio au panneau audio frontal.
broches)

(voir p.1, No. 19)

)

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner cor-
rectement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du
chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-

neau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventila-
teur de chassis/pompe a
eau

(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 15)
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FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Cette carte mére est dotée de
deux connecteurs pour venti-
lateur de chassis a refroidisse-
ment par eau a 4 broches. Si
vous envisagez de connecter un
ventilateur de refroidisseur d'eau
pour chéssis a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANI a4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la broche 1-3.
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Connecteur pour ventila-
teur de processeur /pompe
aeau

(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 20)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

P NwW s

Cette carte mere est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau & 4 broches. Si vous envis-
agez de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX 4 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

8

uLog
OO

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX 12 V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez véri-
fier que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur

ce connecteur.
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Embase SPI TPM e Ce connecteur prend en charge
(SPI_TPM_J1a13 pummy un module SPI TPM (Trusted
broches) SPIE!?: ‘ Platform Module - Module
(voir p.1, No. 11) O C';gﬁ'plm de plateforme sécurisée), qui
il [e)[e)(e](e)(e) Cl) permet de sauvegarder clés,
GlNgP'JP'\LCS# certificats numériques, mots
ol aRSTH de passe et données en toute
Sp?ft',aisa sécurité. Le systeme TPM
permet également de renforcer
la sécurité du réseau, de protéger
les identités numériques et
de préserver l'intégrité de la
plateforme.
Embase pour port série RRXD1 Cette embase COM1 prend en

(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

DDSR#1
CCTSs#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

charge un module de port série.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock H610M/ac, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul

sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piis recenti e di supporto di CPU anche sul
sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock H610M/ac (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida rapida di installazione ASRock H610M/ac

+ CD di supporto ASRock H610M/ac

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 2xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

1 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

- Fattore di forma Micro ATX
+ Design condensatore solido

« Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
+ Digi Power design

+ Potenza a 6 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® H610

» Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

» 2xalloggi DIMM DDR4

+ Supporta memoria DDR4 non ECC, senza buffer fino a 3200*

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita

non ECC)
« Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

+ 1alloggi PCle Gen4x16*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
+ 2 alloggi PCle Gen3x1
+ 1x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/
BT PCle

* La videografica integrata della scheda video UHD Intel° e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.
« Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)
+ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1,4
+ Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz
+ Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
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Audio

LAN wireless

LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one
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Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60
Hz

Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897/887)
Supporta protezione da sovratensione

Modulo WiFi 802.11ac

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433 Mbps
Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto UEFI PXE

2 X porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

4 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s*

* Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_3

sara disabilitato.

1 x socket Ultra M.2 (M2_2, key M), supporta le modalita di tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2



H610M/ac

Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

1 x connettore porta COM
1 x connettore SPI TPM

+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sis-
temi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 2 X connettori ventola telaio/ventola pompa dellacqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~2/WP sono in grado di rilevare se &
in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin
1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
1 x connettore audio pannello frontale
+ 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

+ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

+ Supporto di SMBIOS 2.7

» CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05 V PROC,
+ 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione +1,05 V PCH

+ Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

+ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

- Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

+ Rilevamento CASE OPEN

+ Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05 VPROC, + 0,82 VPCH, +12 V,+ 5V, + 3,3V



SO «  Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

Certificazioni -+ FCC,CE

«+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sisti Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuc-

cio del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

" W

Short Open

H610M/ac

Jumper per azzerare la
ovos

(CLRMOSI1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 13)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio
jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la
CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora
e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della

CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del RLED: Collegare l'interruttore
sistema

(PANELI1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

dell'alimentazione, l'interruttore
di reset e l'indicatore dello
stato del sistema sullo chassis

su questo header secondo la

HDLED+

seguente assegnazione dei pin.
Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile con-

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):

figurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore ¢ composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.



H610M/ac

Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare l'intrusione telaio e
DUMMY

e intrusione telaio DUMMY l'altoparlante a questo collega-
(SPK_CI1 a 7 pin) v | mento.
(vedere pag. 1, n. 14) ;

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
Connettori Serial ATA3 Questi quattro connettori
Verticale: - Bl S SATA3 supportano cavi
(SATA3_0: 2 |_ -| 2 dati SATA per dispositivi di
< < P .

vedere pag. 1, n. 8) o =l o archiviazione interna, con una
(SATA3_1: velocita di trasferimento dati

vedere pag. 1, n. 7)
Angolo destroy:
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 9) (Superi-
ore)

(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 10) (Infe-

riore)

SATA3_2
I—1
SATA3 3

—1

fino a 6,0 Gb/s.

*Se M2_2 e occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_3 sara disabilitato.

Header USB 2.0
(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)

USB_PWR
p-

Ci sono due connettori USB 2.0

su questa scheda madre.

P-
USB_PWR
(USB5 a 4 pin) ;
(vedere pag. 1, n. 16) pegD
P-0
USB_PWR
Header USB 3.2 Genl Vous Su questa scheda madre c un
Vbus IntA_PB_SSRX-
(F_USB3_1_2a19 pin) Inth_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ connettore. Questa basetta USB
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX- PN
(vedere pag. 1, n. 6) s e 3.2 Genl puo supportare due
IntA_PA_SSTX+ GND POrte.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario col-
legarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di con-
trollo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis

Questa scheda madre fornisce

/ pompa dell'acqua

(CHA_FAN1/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)

(CHA_FAN2/WP a4 pin)

(vedere pag. 1, n. 15)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

due connettori ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a 4
pin. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamen-
to ad acqua a 3 pin, collegarla al

pin 1-3.

Connettore ventola CPU

(CPU_FANT1 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.



Connettore ventola CPU /
FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

P NW s
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Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di 8 s Questa scheda madre ¢ dotata di
alimentazione ATX da Jood un connettore di alimentazione
12V ADUUD1 ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
(ATX12V1 a 8 pin) zare un'alimentazione ATX a 4
(vedere pag. 1,n. 1) pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che
il cavo di alimentazione col-
legato sia per la CPU e non la
scheda grafica. Non inserire il
cavo di alimentazione PCle in
questo connettore.
Connettore SPI TPM SPI_DQ3 Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) SPL;ervg?'z sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 11) SPLos! Module (TPM), che puo
|TPMPIRA o chiviare in modo sicuro chiavi,
1 8 8 = 8 8 8 O certificati digitali, password e
| sLuijfcs» dati. Un sistema TPM permette
SlearEgSDT# anche di potenziare la sicurezza
Jspese della rete, di proteggere identita

digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.
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Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.

DDCD#1
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H610M/ac, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente
con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible en

el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock H610M/ac (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock H610M/ac

+ CD de soporte de ASRock H610M/ac

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 2x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

+ 1x tornillo para socket M.2 (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos
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Factor de forma Micro ATX

Diseno de condensador sélido

Compatible con la 12* generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

Digi Power design

Disefio de 6 fases de alimentacién

Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Intel® H610

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
2 x ranuras DIMM DDR4
Admite memoria DDR4 no ECC sin bufer de hasta 3200*

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

Admite m6dulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

1 ranura PCle Gen4x16*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

2 ranuras PCle Gen3x1
1 x Zdcalo M.2 (clave E), admite el tipo de modulo 2230 Wi-Fi/BT
PCle Wi-Fi

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son

compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.

Arquitectura de graficos Intel® X° (Generacion 12)

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4
Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resoluciéon
maxima hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz
Admite D-Sub con una resoluciéon méaxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4
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Audio « 7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC897/887)

+ Admite proteccion contra sobretensiones

LAN inalam- - Modulo WiFi 802.11ac
brica + Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
» Compatible con Banda Dual (2.4/5 GHz)
» Compatible con conexion inalambrica de alta velocidad hasta 433
Mbps
» Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite UEFI PXE

E/S en panel + 2x Puertos de antena
posterior + 1x puerto de ratén/teclado PS/2
+ 1xPuerto D-Sub
« 1x puerto HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 2xPuertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)
+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

Almacenami- -+ 4x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s*

ento *Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_3 se
deshabilitara.

+ 1 x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segtin
sus siglas en ingles) de Intel®
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector

Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

64

1 x Base de conexiones de puerto COM
« 1 x Conector SPI TPM
1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/
CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disipa-
dor por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A (24 W).
+ 2x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disipa-
dor por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~2/WP se pueden detectar au-
tomaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
+ 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
+ 1x Conector de audio en el panel frontal
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 3 puertos USB 2.0) (Ad-
mite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1xbase de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingtie

- Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+  Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis, bomba de agua/CPU, CPU

« Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

« Deteccion de CARCASA ABIERTA

+ Supervision del voltaje: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V
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SO + Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits
Certifica- - FCCyCE
ciones + Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-
ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

" W

Short Open

Puente de borrado de
CMOS

(CLRMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 13)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacién. Después de esperar 15
segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOS1 durante
5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la
BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar

el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado

del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora y el perfil de usuario
predeterminado serdn eliminados Gnicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese

de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.



1.4 Conectoresy cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard

t Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

Conecte el interruptor de
alimentacidn, restablezca el
interruptor y el indicador del

estado del sistema del chasis

a los valores de este cabezal,

HDLED+

segtin los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese

de cuales son los contactos
positivos y los negativos antes

de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo, indica-
dor LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

H610M/ac
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Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V |

1

SIGNAL
GND

DUMMY

Conecte la intrusion de chasis
y el altavoz del chasis a este

cabezal.

Conectores Serie ATA3 Estos cuatro conectores SATA3
Vertical: - = < son compatibles con cables de
(SATA3_0: g m m g datos SATA para dispositivos
consulte la pag.1, n° 8) & = & de almacenamiento interno con
(SATA3_1: una velocidad de transferencia
consulte la pag.1, n° 7) de datos de hasta 6,0 Gb/s.
Angulo recto: N = o * §i M2_2 se ocupa con un
(SATA3_2: 2' [ |- 2‘ dispositivo M.2 de tipo SATA,
consulte la pag. 1, n° 9) g L[ [L] g SATA3_3 se deshabilitara.
(Superior)
(SATA3_3:
consulte la pag. 1, n° 10)
(Inferior)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones

b

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)

USB 2.0 en esta placa base.

(USB5 de 4 contactos) ;
(consulte la pag. 1, n° 16) pr NP
P-0
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Vhus Esta placa base tiene otra base
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(F_USB3_1_2de 19 IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ de conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) anD IntA_PB_SSTX- conexiones USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag. 1, n° 6) IntA_PA_SSTX+ anp admite dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy



Cabezal de audio del panel

H610M/ac

oD g
PRESENCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET

frontal conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 anel de audio frontal.

p
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)

)

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para
que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual
y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal sigu-

iendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/cha-
sis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

43 21
|(‘)QOO

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Esta placa base proporciona dos
conectores de ventilador del
chasis de refrigeracion por agua
de 4 pines. Si tiene pensando
conectar un ventilador de refrig-
eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (venti-
lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
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Conector del ventilador de

Esta placa base proporciona un

la bomba de agua/CPU FAN*SCPESD';ACNOEI;E% g conector de ventilador de CPU
B e - e refrigeracion por agua de
(CPU_FAN2/WP de 4 FANVOLTAGE 2 de refrigeracion por agua de 4
1
contactos) contactos. Si tiene pensando
(consulte la pag. 1, n° 20) conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.
Conector de alimentacion Esta placa base contiene un
ATX conector de alimentacién ATX
(ATXPWRI de 24 de 24 contactos. Para utilizar
contactos) una toma de alimentacion ATX
(consulte la pag. 1, n° 5) de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.
Conector de alimentacion 8 5 Esta placa base contiene un
ATX de 12V Uond conector de alimentacién ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) . DGOD1 de 12 V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag. 1, n° 1) lizar una toma de alimentacién
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica.
No conecte el cable de aliment-
acion PCle a este conector.
Conector SPI TPM sP1_DQ3 Este conector es compatible
SPI_PWR
(SPI_TPM_J1 de 13 Dummy con el sistema SPI Mddulo de
contactos) SPI;{!?: : Plataforma Segura (TPM, en
consulte la pag. 1, n° 11 | rom_piRa inglés), que puede almacenar de
( bag ) SlO[IOIO[OlS glés), quep
1|O[0]0[0[0]O forma segura claves, certificados
I
| spitev_cs#  digitales, contrasenas y datos.
GND
RSMRST# Un sistema TPM también ayuda
SPI_MISO
ingirvasy a aumentar la seguridad en la

red, protege las identidades
digitales y garantiza la

integridad de la plataforma.



H610M/ac

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

DDCD#1
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1 BBepeHne

Brarogapym Bac 3a iprobpeTeHIe HaleXKHOIT MaTepyuHcKoii miarbl ASRock H610M/ac,
BBIITYCKAEMOII [IOJ] TIOCTOSTHHBIM CTPOTYM KOHTposteM Kommanun ASRock. 9ra
MaTepUHCKas I/1aTa 0becIeuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTEbHOCTD 1 OT/INYAETCA
HaJI©KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBanmsamy komnanun ASRock B

OTHOIIEHMMN Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTI.

o npuuure 06H067EHUS XAPAKMEPUCIUK CUCIEMHOLL NIAMbL U NPOZPAMMHO20
Q obecneuenus BIOS codepucumoe Hacmosuieti 00KymeHmauu moxem Ovimy usmeHeHo 6e3

npeosapumenviozo ysedomneHus. IIpu usmeHenuu cooepicumozo Hacmoauezo 00Kymenma
€20 06HO8/IEHHAs Bepcust Gydem docmynHa Ha ée6-catime ASRock 6e3 npedsapumensiozo
yeedomnerust. IIpu Heobxo0umocmu mexHuueckoi n000epiHKu, C6A3AHHOU C MAMEPUHCKOLL
naamoti, nocemume 8e6-caiim u Haildume Ha HeM UHPOPMALUIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOil
samu mamepumckoil nnamol. Ha e6-catime ASRock makoie moxcHo Hailmu camolil
nocnedHuii nepeyers noddepiucusaemolx VGA-xapm u III1. Be6-caiim ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ Marepunckas mnata ASRock H610M/ac (dpopm-daxrop Micro ATX)

+ Kparkoe pykosopcTso 1o ycranoBke ASRock H610M/ac

o JTuck ¢ T1O gyis ASRock H610M/ac

+ 2 kabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcs OT/EIbHO)
+ 2x ASRock WiFi-antentsr 2,4/5 I'Tii (mprno6peTaioTcs OTAenbHO)

+ 1 x BunT a1 raesga M.2 (mpnobpeTaoTcs OT/e/bHO)

+ 1 9KpaH IaHeNIN ¢ IOPTaMy BBOJja-BBIBOZIA
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1.2 TexHN4YeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Tpadpunueckasn
nopcucrema

+ ®opm-dakrop Micro ATX
+ Cxema Ha OCHOBE TBEPIOTEbHBIX KOH/IEHCATOPOB

« Tlomnepxxa nporeccopos 12-ro moxonenns Intel® Core™
(LGA 1700)

« Digi Power design

+ Cucrema nuTaHus 6

« Iloppepxka Texnonorun Intel® Hybrid

- Iloppepxusaercs rexHosorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® H610

« JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4
« 2xrHe3ga DDR4 DIMM
« Tlonpepxka HeGydepusoBanHoit mamsatu DDR4 6e3 ECC o
3200*
* JononHuTeMbHAsE MH(pOPMALNs IpefcTaBieHa B Crycke
coBmectumort mamaATy (Memory Support List ) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Tloppepxka mopyneit mamsit ECC UDIMM (pa6ora B
pexnme, ormmasoM ot ECC)
« Maxkcumanbubiii 06vem O3Y: 64 I'6
» Tlonpepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 1xPCIe Gen4x16 ruesg*
* Tlopiep>KMBalOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-mycky Tumma
NVMe
« 2x PClIe Gen3x1 ruesp
+ 1 Coker M.2 (xmou E) mopaepxusaet mogyns 2230 WiFi/BT
PCle WiFi

* Berpoennsiit Bupeoapantep Intel® UHD Graphics u BbIxopst
VGA nopfepX1BaloTcs TONbKO Ipu ycnonb3oany 11T co
BCTPOEHHBIMM IPapUIeCcKIMI IPOLIeCCOPAMIL.
« Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X (12 noxonenue)
« Tpu Bupeossixona: D-Sub, HDMI u DisplayPort 1.4
« Toppepxxa HDMI 2.1 TMDS coBMeCTHM ¢ MaKCHMaTbHBIM
paspeuternem no 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iiy
« Tlonmepxxka DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxatom dopmate),
¢ Makc. paspenterneM go 8K (7680x4320), 60 I'Ll/ 5K
(5120x3200), 120 Tiy
« Tloppepxuaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHneM o
1920x1200 rpm 60 Iy
« TMoppepxxa HDCP 2.3 ¢ pagpemamu, coBmectnMbiMu ¢ HDMI

2.1 TMDS, u DisplayPort 1.4 73
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3BYK

becnpoBogHas
JIBC

LAN

TbinoBble NOPTHI
BBOAa-BblBOAA

3anomuHaowme
ycTpoicTBa

« 7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BBICOKOIT 4eTKOCTH (ayanoxozek Realtek
ALC897/887)
« 3amuTa OT IepenajioB HaNpsDKEHM B 9/1eKTPUYECKOI CeTI

« Mopynb WiFi 802.11ac

« Tlommepxxka IEEE 802.11a/b/g/n/ac

« Iloppepxka ByX AnanasoHos (2,4/5 I'Tir)

« Iloppepykka BHICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOJIHOTO
MOJIK/TII0YeH s 110 433 M6ut/c

+ Tlonpmepxka Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

+ Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c

+ Giga PHY Intel® 1219V

« IloppepxuBaercs npo6ysxpenue 1o JIBC

« MonHnesamuTa u 3alMTa OT 3NEKTPOCTATUYECKNX PA3pAIOB
« Tlopmepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilonpepxxusaercsa UEFI PXE

+ 2 X aHTEHHBIX ITOpTa

« 1 xmopt PS/2 pna Mplmn/KnaBuaTypbl

+ 1 mopt D-Sub

« 1xmopr HDMI

1 nopr DisplayPort 1.4

« 2xmnoproB USB 3.2 Genl (c 3amuToil OT 37IEKTPOCTATIYECKIX
paspsioB)

« 2 xmopta USB 2.0 (¢ 3amuToii OT 97IeKTPOCTATIHIECKIX
paspsizoB)

« 1 xmopt JIBC RJ-45 ¢ nnaykaropamu (AKTUBHOCTB/
Coennnenne u CKOpocTb)

+ Pagvemsr HD Audio: imueitusiit Bxog / dpponTanshbie AC /
MMKPO(OH

« Pazbem SATA3 6,0 ['6ut/c* x 4 .

* Ecn cmot M2_2 3aHAT ycTporictBoM M.2 Tuma SATA,
unrepdeiic SATA3_3 6yzeT OTK/IIOUEH.

« Tuespo Ultra M.2 (M2_2, Key M), nonpiep>xka pe>kiMoB
2260/2280 SATA3 6,0 T6ur/c u PCle Gen3x4 (32 I'6ut/
o)™ x 1 mr.**

** TTopneprxka texsomorunu Intel® Volume Management Device
(VMD)

** Iopiep>KMBaIOTCA B KaueCcTBe 3arpy304yHbIx SSD-mcKy tnma
NVMe

** Ilopmep>xuBaetcs: komiiekT ASRock U.2



Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

« 1 konogxka COM-nopTa

« 1 xxonopka SPI TPM

o 1 KOJIO[Ka C pa3"beMaMI/I JaTyMKa BCKP])IT]/IFI Kopr[yca U JVUHaAMMKa

1 x paszpeM i1 BeHTIWIATOpa oxytaxaenHys LITT (4-KoHTaKTHBII1)

* PaszbeM IPOL[eCCOPHOIO BEHTU/IATOPA IIOAEP>KIBAET
BEHTIIATOP C MOTpebsieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

« 1x pas'beM A BeHT]/I]'I}ITOpa nmm BO,E[HHOI‘/J[ IIOMIIbI BOJISIHOI'O
oxnaxpennus LTT (4-KoHTaKTHBI) (CMapT-perynaTop
CKOPOCTY BEHTHU/IATOPA)

* PaspeM 114 IIPOIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA M/
BOH?{HOI‘/J[ IIOMIIbI HOIUIep)KI/IBaeT BCHTI/I]'IHTOP © HOTpe6II${eMbIM
ToKOM He 6ornee 2 A (24 Br).

+ 2 X pa3beMsl /I KOPITYCHOTO BEHTWIATOPA VIV BOISHOV IIOMIIBI
(4-KOHTAKTHBIIT) (CMAPT-PEryIATOP CKOPOCTY BEHTIILATOPA)

* PazbeM 151 KOpITyca KOPITYCHOTO BEHTWU/IATOPA MM BOJIAHO
TIOMIIBI IIOAEP)KMBAET BEHTWIATOP C HOTPeO/IsieMbIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

* na passemos CPU_FAN2/WP n CHA_FAN1~2/WP
ABTOMAaTN4YE€CKN onpenenﬂeTc;I THII IIOAK/IIDYEHHOT O BeHTI/UIFITOpaI
3- Wiy 4-KOHTaKTHBIN.

« 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbBII

» 1 pasbem nutanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

« 1 aynmopasbeM i IepefiHeil ITaHenn

+ 2 xonopku USB 2.0 (3 mopra USB 2.0) (c 3amuToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3psALOB)

1 komoaxa USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit
OT 97IEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopiiep>kKkoit MHOTOSI3bIYHOTO
rpaduaeckoro nHTepdeiica

« Tloppepxka GyHKimit mpoOyxaenns mo cranaapry ACPI 6.0

« Ilopnepxxka SMBIOS 2.7

« Perymuposxka nanpsixenwit appa/kam 111, CPU GT, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +1,05 B PCH

« Taxomerp: Bentunarop LII; BenTunarop mmm momna
BopiAHOTO oxnaxaeHns:A LIT; BenTunAaTop may nomma
BOJIHOTO OX/Ta)K/IEHNA KOPITyca

+ BecurymHast pabota (c aBTOMATIeCKOIT PerympoBKOil CKOPOCTI
BpaIlieHNs B 3aBUCUMOCTH OT TemiiepaTypsl 1IT): Bentunarop
LI BenTmaTop mam noma BofsaHoro oxnaxaenns LTI,
BenTnnATOp M1V IOMITa BOJAHOTO OX/Ia)K/IEHNA KOPITyca

» Perynuposka ckopoctu Bpamenns: Bearunarop IT1;
BeHTnnATOp MM OMIIA BOfAHOTO oxmaxaenns LIT;
BeHTumATOp MM OMIIA BOJISHOTO OX/TXK/IEHVA KOPITyca

+ JlaT4uK BCKpBITHA KOpITyca

+ Konrpons Hanpsxennit: CPU Veore, +1,05 PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 BPCH, +12 B, +5 B, +3,3 B
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OnepauyunoHHble  + Microsoft® Windows® 10 (64-paspsinas) / 11 (64-paspsanHas)

cncTembl

CepTndukauus - FCC,CE

- Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (1eob6xogum 610K MUTaHuUS,
coorBeTcTBYloumit craunapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgopmaueii 06 U30enuU MOKHO 03HAKOMUMbCA HA Be0-caiime:

http://www.asrock.com

A

Crnedyem yuumvléamv, 4mo paszox npoueccopa, 6Km04as usmenerue Hacmpoex BIOS,
npumenerue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonvsosanue uHcmpymenmos paseona
HE3A6UCUMbLX NPOU3BOOUMETel, CONPSNEH C 0npedenieHHbIM PUCKoM. Paszon npoueccopa
MOJCErm CHUSUMb CIMABUBHOCMb CUCTEMDbL UL 0aJie NPUBECTU K 106PeHcOeHUT0 ee
KOMNOHEHMO6 U ycmpoiicme. Paszon npoueccopa ocyusecmensemcs: nonb306amenem

Ha cobcmeennblil puck u 3a cobcmeennvlii cuerm. Mot He HeceMm 0MeemcmeeHHOCHIb 3a
803MOJNCHOBLIL Yuu4epO, BbI36aHHDITL PA320HOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa IIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmu TIEpEeMbIYKa-KO/IAY0K Ha KOHTAKThI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIUKA «PA3OMKHYTa».

" W

Short Open

ITepembruka cOpoca

Hactpoek CMOS
(CLRMOSI)
(cm. cTp. 1, Ne 13)

2-KOHTaKTHasA IlepeMbIYKa

CLRMOSI ncnonbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocuts 1 00HYINTDH
TIapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVKI 10 YMOTIaHNIO, BLIK/TIOYNTE KOMIBIOTED 11
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT UCTOUYHMKA MUTAHUA. BeDkauTe 15 cekyH

¥ HaKVJTHOJ TIepeMbIUKOIl 3aMKHUTe KOHTAKThI pazbeMa CLRMOSI Ha 5 cexynp. He
cbpacoiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6nosnerns BIOS. ITpn HeobxopumocTi
copocuts HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6noBneHns BIOS cHavdana mepesarpysure
CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep meper; copocom Hactpoek CMOS. YuTture,
4TO IAPOJIb, AT, BPeMs ¥ TPOGU/Ib I0/Ib30BATENIA IO YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCS
TONIBKO B TOM CITy4ae, ecim ussedb b6arapero CMOS. IToce copoca Hactpoek CMOS He

3a0y/ibTe CHATb HAKUJIHYIO TIEPEMbIUKY.

Cépoc Hacmpoex CMOS mosem npusecmu k onpedesenuro 6ckpoimuio kopnyca. Ymo6ot
06HYAUMb 3aNUCH NPedbI0yUke20 Onpedeniens 6CKPbIMUS KOPHYCA, UCHOMb3YTime napamemp
Clear Status (O6nynums cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku n pa3bembl, Pacrofio’KeHHbIe Ha CUCTEMHOM

nnarte

A

Konopka cucreMHOi

IMaHenm

(9-xonrakTHasa, PANELI)

Pacnonoscernvle HA CUCMEMHOT naame KooK uP{l3’b€Ml7[ HE sinsitomes nepemhmkamu.
HE ycmaﬁasﬂuaaﬂme Ha 3Mu KonooKu U pazvemol nepemviuKu-Konnauku. Yemanoska
nepembmeic-xo;maukua HA MU KONOOKU U pasbemm Moxcem 8vl38anv Heycmpaﬂumoe
V’IOGPEJIC()EHME CUCTEMHOTL NIAMmbl.

HOJIKIIK)‘{I/ITe PpacIoIO’KEHHbIE
Ha KOpITyC€ BbIK/TI0YATENDb
NNTAaHNUA, KHOIIKY

(cm. cTp. 1, Ne 12) 1 repe3arpyskiu u MHANKATOP
COCTOSIHUA CUCTEMBI K 9TOM
HDLED- KO/IOJIKE B COOTBETCTBUU C
HDLED+

pacImpefiesieH1ieM KOHTaKTOB,
NpuBefeHHbIM HipKe. [leper
TOJIK/TI0YeHeM Kaberein
OTIpeyieNnTe MOMOKUTETbHBIN 1
OTpUIATeNbHbBI KOHTAKThI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Iookniouenue KHONK NUMAHUS, PACHOTONEHHOT HA nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HAcmpoumv nops0oK BvIKIIOHEHUS CUCMEMbL C UCNIONb308aHUEM KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxka nepesazpysxu):

Tlodxnouerue KHONKU nepe3azpy3ku Cucmembl, PACNOTIONEHHOL HA nepedHeti naHenu
Kopnyca. Haxcmume KHONKY nepe3azpy3ku, 4moGbl nepesanycmums KoMnviomep, eciiu ox
3asucu HOPMa/leblﬁ 3anycK HeB03MOMEH.

PLED (c it ) cucmemvt):

Tlookntouenue UHOUKAMOPA COCMOSIHUS, PACNOTIONEHHO20 HA NepedHetl NaHenu KOpRyca.
CeermoduodHviil uHoukamop 2opum, kozda cucmema paéomaem. Kozda cucmema naxooumcs
8 pexume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxodumcs 6 pexcume

oncudanus S4 unu eviknouena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (ceemo0uo0Hbiii uHOUKamop pabomvi #ecmKozo 0UcKa):

Iookniouerue ceemodu00H020 UHOUKAMOPA PABOMbL HeCMKO20 OUCKA, PACNOTONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. CeemoouoOHbIl UHOUKAMOP 20pUm, K020a HeCMKULL OUCK BbINONHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCY OAHHDIX.

Ilepednsist namenv mosxem Gbimb PazHoil HA PA3HbIX Kophnycax. B ocHosHom nepeduss naveny
8K7I0MAEM 6 Ce05 KHONKY NUMAHUA, KHONKY Nepe3azpy3Ki, c6emoouo0Hblii uHOuKamop
NUMAHUS, C6emMO00U0OHbLIL UHOUKAMOP PABOMbL HecmKo20 Oucka, OuHamux u m. 0. Ipu
NO00KII0UeH U nepedHell naHenu K 3moil Kono0Ke NPasuibHo NOOKOHALMe nposoda K

KoHmaxkmam.
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Konopxa c paspemamu SPEAKER ITpepnasnavena s
TATYMKA BCKPBITYIA DUN[I),\L::;A MY TIOJIK/TIOYEHIIST TaTINKA
KOpITyca 11 AVHAMIKA +5V | BCKPBITHA KOPITyca 1
(7-xonTtakTHbI, SPK_ KOPITYCHOTO JINHaMMKa.
CI1) Ly |
(cm. crp. 1, Ne 14) S'GNA(';-ND

DUMMY
Pazpemsr Serial ATA3 OTH YeThIpe pazbeMa
BepTukanbHplit: - [ o SATA3 nmpepgHa3Ha4YeHBI /IS
(SATA3_0: ) |- -I 2 nopkouenns kabeneit SATA
cm. cTp. 1, Ne 8) g L[ '3_17 BHYTPEHHIX 3alIOMJHAIOMINX
(SATA3_1: YCTPOJICTB JI/IA TIepefaun

oM. cTp. 1, Ne 7)

[Ipasbpiit yron:

(SATA3_2:

cm. crp.1, Ne 9)(Bepxumit)
(SATA3_3:

SATA3_2
I—1
SATA3 3

—1

JIAHHBIX CO CKOPOCTDIO 710 6,0
I'6ur/c.

* Ecnu cmor M2_2 3aHAT
ycrpoiictBoM M.2 Tuna SATA,
nurepderic SATA3_3 6yzmer

cMm. ctp.1, Ne 10) OTKJTIOYEH.

(Hyoxamin)

Komnogku USB 2.0 USB_PWR Ha cucremHoII 11aTe MMEIOTCSA
B

(9-xonrakrHas, USB3_4)
(em. cTp. 1, Ne 17)

(4-xonrakrHas, USB5)

nBe komopku USB 2.0.

(cm. cTp. 1, Ne 16) GND
P+0
P-0
USB_PWR
Komogku USB 3.2 Genl Vbus Ha matepuHckoii nnaTe nmeercs
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19 xonrakros, F_ Inth_PA_SSRX- Inth_PB_SSRX+ OJiHa KO/IOZIKA. DTa KOOAKa
SSRX+ GND
USB3_1_2) s A PB_SSTX- USB 3.2 Genl noppiep>xupaeT
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(CM' CTp. 1’ Ne 6) IntA_PA_SSTX+ GND fiBa 1nopra.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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AyZMOKO/IOfIKa TIepefHeit
TaHeI

(9-xonTakTOB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 19)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OTa KONmojKa npeHa3HaueHa
I TIOfK/TI0YEeH A
ayJIMOYCTPOJCTB K NepeHeit
ay/[OTIaHeN .

1. Ayouocucmema 6vic0K020 paspeuterust n000epiusaem PyHKuuo pacnosHasans

nodoepicusarn nepedauy cuznanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoske cucmembt cM. 6

Q pasvema, HO 0715 € NPABUNLHOLL PAGOMbL He06X00UMO, HMOObL NPOBOO NaHeNU KOPnyca

amMom pyKo6o0cmee U pyKkosoocmee Ha KOphyc.

2. IIpu ucnonviosanuu ayouonanenu AC’97 nodkniouume ee k ayouokonooxe nepeoHe
nawenu, Kax ykasaxo oazee:
A. Iooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. INooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.
C. Iookniouume nposoo 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcst monvko 075 ayouonaHesnu

6b1C0K020 paspeutenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC97 ux nookmouams He

HYJHCHO.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepednuii Mukpodor, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic

nanenu ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmb

3anucu,).

Pasbembr mis
BEHTHU/IATOPA VIV TIOMITBI
BOJISTHOTO OXJIAXK/IEHIS
KopIIyca

(4-xonrakTHbIit CHA_
FAN1/WP)

(cm. ctp. 1, Ne 4)

(4-xonrakTHbIt CHA_
FAN2/WP)
(em. ctp. 1, Ne 15)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

JlaHHas MaTepuHCKasA

T/IaTa OCHaIleHa [ByMs
4-KOHTaKTHI>IMI/I pa3’bEMaMI/I LA
CUCTEMbI BOJSHOI'O OX/IaXKICHUA
KOpITyca. 3-KOHTaKTHYIO
CHCTeMY BOISHOTO OXTXKIEHIL
KOpIIyca cefiyeT IOAK/II0YaTh K
KOHTakTaMm 1-3.

Pasbem BeHTUIATOpA
OXJTXK/IEHMA Ipolieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

ITa MaTepuHCKaA IIaTa
cHab)keHa 4-KOHTAKTHBIM
Pa3beMoM JiIsl MAJIOLIYMSIIEeTo
seHTHATOpA LII1. ECitu BB
cobupaeTech MOAK/IIOYNTD
3-KOHTAKTHBII BEHTU/IATOP
OXTTaKJIeHNA IPOIeccopa,
TIOJIK/TI0YAIITe er0 K KOHTaAKTaM
1-3.
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Pazpem [UIA BEHTUIATOPpA HaHHaH MaTepMHCKaA I1aTa
FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

VIV TIOMIIbI BOJAHOTO OCHaIleHa 4-KOHTaKTHBIM

OXTAXKIAEHNA HH Pas3beMOM [/Is1 CUCTEMbI

P NW S

(4-xonrtaktHbiit CPU_
FAN2/WP)
(em. cTp. 1, Ne 20)

BOMsIHOTO OxmakaeHus LIIT.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJTQXKIIeHST

IIT cnepyeT mopgx/moYaTh K
KOHTaKTaM 1-3.

Pazbem muranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 5)

9Ta MaTepMHCKas IIaTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszbemoM rmuranusa ATX.
Yro6bl UCIIONB30BATH
20-KOHTaKTHBIN pasbeM
murtanus ATX, OaK/IIoYnTE €ro
BJIO/Tb KOHTAKTa 1 1 KOHTaKTa
13.

Pazpvem mutanus ATX

OTa MaTepMHCKas IIaTa

—
12B Jod cHab)keHa 8-KOHTAKTHBIM
(8-xoHTaKTOB, ATX12V1) oJr pasbemoM mutanns ATX

(em. cp. 1, Ne 1)

12 B. Y0651 1CIIoNb30BaTh
4-KOHTaKTHBII pasbeM
nutanusg ATX, mogkIoYnTe ero
BJIO/Ib KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

*Buumanne! Yoequrecs,

YTO MOJKIIOYEHHDIIT Kabenb
NIUTAaHUA l'[Pe)IHaE}Ha‘{eH Jivi e
111, a He /1T BUAEOKAPTHI.
He nogknroyaiite ka6ennb
mutanuA PCle k sTomy
pasbemy.
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konopka SPI TPM SPI_DQ3 10T pazbeM obecrednBaeT
SPI_PWR
(13-xonTakTHasz, SPI_ Dummy TIOAIIep>KKY crcTeMbl SPI
CLK
TPM_J1) SP‘E’!‘T’;' Trusted Platform Module
(cM. ctp. 1, Ne 11) |TPmPRa (TPM), kOTOpas cocobHa
O[O]OIO[O]O]O
obecrednTh HaJIeKHOE
(el[e](e])(e](e][e] .
| | XpaHeHMe KTo4elt, IndppoBbIx
SPI_TPM_CS#
GND cepTudUKATOB, ApOJIeit 1
RSMRST# prid » 1ap
ooy SISO mauubix. Cucrema TPM takke
SPI_DQ2 MOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL
6e30MMacHOCTH, 3alINIIAeT
1udpoBbIe MAEHTUPUKATOPBI
1 06ecrevnBaer [eI0CTHOCTD
1aTopMBl.
RRXD1
Komogka DDTR#1 Konopxa COM1 noppep>xuBaeT
DDSR#1

MOC/IEfIOBATEIHOTO [OPTa
(9-xonTaktHass, COM1)

(cm. cTp. 1, N 18)

CCTS#1

DDCD#1

TIOOKIIOYEHNE MOTYTIA
II0CIeN0BATE/IPHOIO IIOPTA.



1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mde ASRock H610M/ac, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

teiido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modifi-

Q Como as especificacoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o con-
cagoes a esta documentacao, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso

prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite 0 nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mae ASRock H610M/ac (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagao Rapida ASRock H610M/ac

+ CD de Suporte do ASRock H610M/ac

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

+ 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)

+ 1x Painel de E/S

H610M/ac
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

84

Micro ATX Form Factor
Design de condensador sélido

Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Design com 6 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610

Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais
2 x Slots DIMM DDR4
Suporta DDR4 nao-ECC, uma memoria sem buffer até 3200*

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECQC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

1 x Slot PCle Gen4x16*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCle Gen3x1
1 soquete M.2 (Chave E), suporta médulo WiFi tipo 2230/WiFi
BT PCle

* Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem ser

suportados com processadores com GPU integrada.

Arquitetura Grafica Intel® X° (Gen 12)

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.4
Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolugdo max. até 4K
x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200)
przy 120Hz



Audio

LAN sem fios

LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

H610M/ac

Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodno$ci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897/887)
Suporta Protecao de Sobretensao

Moédulo 802.11ac WiFi

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta conexdo sem fio de alta velocidade até 433Mbps
Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta UEFI PXE

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegao ESD)

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s*

*Se M2_2 estiver ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_3 serd desativado.

1 x Soquete Ultra M.2 (M2_2, Chave M), suporta modos tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware
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« 1xSuporte porta COM
« 1x Suporte SPI TPM
+ 1xIntrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 2x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~2/WP podem autodetectar se o
ventilador de 3-pin ou 4-pin estd em uso.
+ 1 x Conector alimentagdo ATX 24-pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)
1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegdao ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

« ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

« Suporte SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V
PROGC, +0,82V PCH,, +1,05V PCH de Tensao de Multi-ajuste

+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

« Detecgao de ABERTURA da CAIXA



SO

Certificacoes -

H610M/ac

Monitoramento da tensio: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
definigoes na BIOS, a aplicagao de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

" W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS
(CLRMOS1)

(ver p.1, N 13) Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS
logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
apds ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrao do usudrio serdao apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se

esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de
sistema

(PAINELL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.212)

Ligue o botdo de alimentagao,
o botdo de reinicializagdo e o

indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de

acordo com a descrigdo abaixo.

HDLED+

Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

RESET (Botdo de reinicializagio):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.

H610M/ac
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Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusdo do chassi
DUMMY

Cabecote de Autofalante DUMMY e autofalante do chassi a este
(SPK_CI1 de 7 pinos) v | cabegote.
(ver p.1, N.2 14) ,

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
Conectores série ATA3 Estes quatro conectores SATA3
Vertical: - [ suportam cabos de dados
(SATA3_0: g I- -I g SATA para dispositivos de
< < .

ver p.1, N.c 8) 0=l v armazenamento interno com
(SATA3_1: uma taxa de transferéncia de
ver p.1,N.27) dados de até 6,0 Gb/s.
Angulo reto: ~NF R *Se M2_2 estiver ocupado por
(SATA3_2: g |- I- g um dispositivo tipo M.2 SATA,
ver p.1, N.° 9) (superior) & =] =l 5) SATA3_3 serd desativado.

(SATA3_3:

ver p.1, N.° 10)(inferior)

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 17)

(USB5 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 16)

1
GND
P+0
P-0

USB_PWR

Haé dois cabecotes USB 2.0 nesta

placa-mae.

Plataforma USB 3.2 Genl
(F_USB3_1_2 de 19 pinos)

(ver p.1,N.26)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Hé um cabegote nesta placa-
mae. Este suporte USB 3.2 Genl

pode suportar duas portas.
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Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.219)

)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Este suporte destina-se a
conexio dos dispositivos de

audio no painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagio Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa

ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.

Chassis / Conectores da

ventoinha de bomba de

agua

(CHA_FAN1/WP de 4

pinos)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(ver p.1,N.c 4)

(CHA_FAN2/WP de 4

pinos)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(ver p.1,N.2 15)

1234

Esta placa mae fornece dois
conectores de ventilador do
chassis de refrigeracao a dgua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador de
refrigeragdo a 4gua de chassis de
3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da

FAN_SPEED_CONTROL

CPU CPU_FAN_SPEED
+12V

(CPU_FANI de 4 pinos) enp

(ver p.1,N.°2) =

Esta placa mae inclui um conec-
tor de ventilador da CPU (Venti-
lador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector da ventoinha de

[ FAN_SPEED_CONTROL 4
bomba de agua/CPU ~CPU_FAN_ SPEED 3
(CPU_FAN2/WP de 4 FAN_VOLTAGE 2
GND 1

pinos)

(ver p.1, N.° 20)

Esta placa mae inclui um conec-
tor de ventilador da CPU de
refrigeragdo a d4gua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragio a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 5)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao 8 5
—

de 12V ATX Uy

(ATX12V1 de 8 pinos) NN

(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentac¢do de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagdo ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o
cabo de forca conectado é para
o0 CPU e nao para a placa gra-
fica. Nao ligue o cabo de forca
PCle a este conector.

Plataforma SPI TPM SPI_DQ3

SPI_PWR

(SPI_TPM_]J1 de 13 pinos) Dummy

CLKSF’I MOSI
(ver p.1, N.o 11) RSTH

lTF:MiPIRQ

O[O[O]O]O
[e][e](e)[e)

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

[e][¢]
11Q]O!

Este conector suporta um
sistema com SPI M6dulo de
Plataforma Confiavel (TPM),
que pode armazenar com
seguranca chaves, certificados
digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranca de rede,
a proteger identidades digitais
e a garantir a integridade da

plataforma.
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Suporte da porta serial
DDTR#1

(COM1 de 9 pinos)

(ver p.1, N.° 18)

Este suporte COMI1 recebe um

moédulo da porta serial.

DDCD#1

Portugués
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock H610M/ac, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

&

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,
zawartos$¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-
ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dal: powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtéwna ASRock H610M/ac (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
+ Skrocona instrukeja instalacji ASRock H610M/ac

+ Pomocnicza plyta CD ASRock H610M/ac

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (opcjonalna)

+ 1x$ruba do gniazda M.2 (Opcjonalna)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia



H610M/ac

1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Micro ATX
Konstrukcja kondensatorami statymi

Obsluga 12" generacji procesoréw Intel” Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610

Technologia pamigci Dual Channel DDR4
2 x gniazda DDR4 DIMM
Obstuga niebuforowanej pamigci DDR4 non-ECC, do 3200*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

Obstuga moduléw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2,0

1 x gniazda PCle Gen4x16*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

2 x gniazda PCle Gen3x1
1 x M.2 Socket (Key E), obstuga modutu WiFi typ 2230 WiFi/BT
PCle

* Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane

wylgcznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.

Architektura grafiki Intel” X* (Generacja 12)

Opgje trzech wyjé¢ graficznych: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.4
Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczoscig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczos¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200)
przy 120Hz
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Audio

Bezprzewo-
dowa siec
LAN

LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechow-
ywanie

96

+ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
+ Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoséci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

» Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897/887)

+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

+ Modut WiFi 802.11ac

+ Obsluga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Obstuga dwoch pasm (2.4/5 GHz)

+ Obstuga wysokiej szybkosci potaczen bezprzewodowych do 433
Mbps

+ Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa II

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Obstuga Wake-On-LAN

+ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

+ Obsluga Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Obstuga UEFI PXE

« 2Xxporty anteny

+ 1x port myszy/klawiatury PS/2

+ 1xport D-Sub

« 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

« 2xporty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

« 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

« 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejcie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

+ 4xzigcza SATA3 6.0 Gb/s*
* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_3.
+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga typu 2260/2280
SATA3 6,0 Gb/s i trybow PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit



Zlacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

+ 1x zlacze gléwkowe portu COM
«+ 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1x zlacze gléwkowe naruszenia obudowy i glo$nika
« 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zlgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 2 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (In-
teligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP moze automatycznie
wykrywag, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlgcze audio na panelu przednim
2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xporty gltéwkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI

+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VC-
CIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH,, +1,05V PCH

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

H610M/ac
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« Monitorowanie napiecia: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

System op- + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
eracyjny

Certyfikaty « FCC, CE

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigtaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzer systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

" W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 13)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usuna¢ i
zresetowal parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamigci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamigtad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po
wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunieciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane ztacza gtdwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
A nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Ztacze gtowkowe na pan- RLED: Podlacz do tego ztacza
elu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 12)

glowkowego przetacznik
zasilania, przetacznik
resetowania i wskaznik stanu

systemu na obudowie, zgodnie z

HDLED+

pokazanym ponizej przydzialem
pinéw. Przed podiaczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pinéw plus i minus.

PWRBIN (Przelgcznik zasilania):
Q Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposéb

wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podtgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik rese-

towania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi si¢ i nie wykona
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diodg LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza gtowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydzial przewodéw
i przydziat pinéw.
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Zlacze gtowkowe SPEAKER Podlgcz to tego zlacza
DUMMY
naruszenia obudowy i DUMMY gltéwkowego naruszenie obu-
glosnika v | dowy i gloénik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) ;
4 |
(sprawdz s.1, Nr 14) SIGNAL |
GND
DUMMY

ZYacza Serial ATA3 Te cztery ztacza SATA3
Pionowy: ;I =[S 3 obstuguja kable danych SATA
(SATA3_0: i |- -| i dla wewnetrznych urzadzen
sprawdz s.1, Nr 8) Rl D I pamieci z szybkoscig transferu
(SATA3_1: danych do 6,0 Gb/s.
sprawdz s.1, Nr 7) * Jedli gniazdo M2_2 jest zajete
Kat prosty: N ] przez urzadzenie M.2 typu
(SATA3_2: cé) |- |- g SATA, zostanie wylaczone

0=l i=ln

sprawdz s.1, Nr 9)(Gérny)

(SATA3_3:

sprawdz s.1, Nr 10)(Dolny)

SATA3_3.

Ztacza glowkowe USB 2.0

(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 17)

(4-pinowe USB5)
(sprawdz s.1, Nr 16)

USB_PWR
P-

1
GND
P+0
P-0

USB_PWR

Na tej plycie gléwnej znajduja
sie dwa zlacza gtéwkowe USB
2.0.

Ztacza gtowkowe USB 3.2

Genl

(19-pinowe F_USB3_1_2)

(sprawdz s.1, Nr 6)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno zlgcze gtéwkowe. To
zlacze gtéwkowe USB 3.2 Genl

moze obstugiwaé dwa porty.
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Zkycze gtowkowe audio N Resence s
MIC_RET
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

To zlacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewdd
panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gléwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczac

dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z}acza [wentylatora Ta plyta gléwna udostgpnia dwa
pompy wodnej obudowy 43 21 4-pinowe zlacza obudowy wen-
(4-pinowe CHA_FAN1/ tylatora chlodzenia wodnego.
WP) FAN—SPEiZ—iAOST::ELED Jesli planowane jest podlaczenie
(sprawdz s.1, Nr 4) FAN_VOLTAGE 3-pinowego wentylatora
e chlodzenia wodnego obudowy,
oo nalezy je podlaczy¢ do pinéw
(4-pinowe CHA_FAN2/ FA(’?;X?FL:\Q,GSEPEED 1-3.
WP) FAN_SPEED_CONTROL
(sprawdz s.1, Nr 15)
1234
Zacze wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) CPU*FAN;SZEED 4-pinowe zlacze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 2) END CPU (Cichy wentylator). Jesli
= planowane jest podlaczenie

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw
1-3.



Ztacze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 20)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

P NW s

H610M/ac

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chfodzenia wod-
nego CPU. Jesli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego wenty-
latora chodzenia wodnego CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V 8
(8-pinowe ATX12V1) ULy
(sprawdz s.1, Nr 1) UUO

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej. Nie
podlaczaj do tego zlacza kabla
zasilajacego PCle.

ztgcze gléwkowe SPI TPM sP1_D3

SPI_PWR

(13-pinowe SPI_TPM_]J1) Dummy
(sprawdz s.1, Nr 11)

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TﬁM7WRQ

[l (e][e][e][e](e][e]

O[O]O[OJO[O]O

GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO0
SPI_DQ2

|
| SPI_TPM_CS#

To zlacze obstuguje system
SPI Trusted Platform

Module (TPM), ktéry moze
bezpiecznie przechowywac
Kklucze, certyfikaty cyfrowe,
hasta i dane. System TPM
pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralnoéci

platformy.
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Zkycze glowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 18)

RRXD1 To ztgcze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu
szeregowego.

TTXD1
DDCD#1
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FIDTTHREZE o A—IN—20 00 FBESRT AP RLEIC D20, X T
LADIAR—2 2 MRTINA ZDMHETZCEDBOET, CEHPDETTIToTLE
SV, TR ETIE AN v JIC K BHRDE NI A O RFE T DT [HRIZE
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13 v UN—BFE

COATANE, V¥ IR—DRE TR RLTOET, v 8—Fvyy T HE
NEESTVBE Dy 8—=F [ a—h T, Vv —Fvw T IH
T TRV Vv =4 —T 1 TF,

" W

Short Open

CMOS 7V 7V v /78—

(CLRMOS1) =
(p.1.No. 13 BI) 2EFr A

CLRMOS1 Z{#>T CMOS NDT—X% V7 TEET, JUT LT T 74V bk
ISV AT LISTGA=Z—=Z )y b T 5ICE, AV Ea—Z—OEFEYD, B,
HEJFI—REHNTITEE W, 15 BERFS T D Vv 28 —Fry TR LT
CLRMOS1 FOY¥ V7% 5 B> a—hEEET, 272 L. BIOS 27 v /T —hLIzE
#I12.CMOS Z7V) T LW TLIEEW, BIOS %7 77—k 4. CMOS #7773
ZRENDNUE, RN AT LERHL, b5 CMOS ZUT 7739274715
HICY vy bR UTLIEE W, 28R T— R, Af, B, 2—3—D 7 7+ /)L b 7’1
T7AIECMOS DFEMZIDIN LIAFEICDOH HEENZ T LICTHRLITZEN,
CMOS #2777 LTt T Vv 7 8—F 1y TR T HO I U TLTZE N,

CMOS #2217 9%&, r—XDHHDRAIZ NS CEDBVET, LIgTDZv—+14>
ML—25 2 X7 —2 R Gl 12595 14, BIOS 477252 5[ Clear Status (X 77—
KRDIHZE) | THEELTEE 0,
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147 R—RKDOAY A —¢EaRI AR

A= RN X =, AR I RIF D72 IN—TlEHVE Ao CNENYE—ETRTR
A 121327 2 IN—F 4w TEFR IO TLIEZ e N R —BRITRIRICT 1> 75—
Frw T B E, v —R— FICYPHRIENEC 32 DB 0ET,

DZSHNAT SRS S8 PLED: AL Y F L A

(9 ¥ PANEL1) F)ty kL, POl

(p.1.No. 12 ) DETIEST v — DY

AT AT —BAFRTVT

> 2TDNYZ—Icy LK,

HDLED* r—7 et d e EITiE,
ErD+&—Ic&zD Tl
720,

S — I XR IV DFEIFRA Y T L TLIES s BIFA A FHEHLT, &
RTLEA TN BT IEZRIETEET,

RESET(UEYRZAvF):

S =i NFIVD Ity FRA Y FICHEFE L TLIEE N A2 —R— T —X
L7z, il H D PR Bz F2 T T E O BEICIE, )y Ay FEMLT, a>Ea—
H—Z B LE T,

PLED (A 7L LED) :

=R SRIVD PR T—RRA > P — 2= LT IEE 0 SR T LR

B0, LED H3AT LET, S X7 L0 $1/53 R —TIRREDIG A IZId, LED (5%

WFE T, SRATLH $4 AV —TIRREE J I3 A WA 7 (S5)DE EICiE, LED 13247 T,

Q PWRBTN (A1 vF):

HDLED ON—FRFZ4 7727t 7+¢ LED)
S =R NFIVDIN=R RS54 7 75 71 7 LED IC#EHt L TLIEE 00 N—FF
AT DT —R i RO E AL EZ AR U, LED 134N DE T,

BT NIV T A NS S — NS E o TG Z CEDBOF T, Hilfil/ SFIVES2—Ib
(3, FICHIFA v F Uty XAy F, i LED./N—FRFZ+177 277 LED,
A== EDSRILENE T, > — DRI N RV E S 2— )V EEDN X —%
#tii I B AL, BFRDED Y TE, B2 DED L THIELSEHL TV BT EZMHED
BHTLIEEU,
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=AML=V 3Y SPEAKER Y=V AV M=V arvk
LAC—H— Ay X — ooy | SH— VA —H— R TDAY
(7 ¥ SPK_CI1) o TR LTI E,
(p.1.No. 14 ZR) |
SIGN%I\L |
GND
DUMMY
U7V ATA3 ORI R CN54DDSATA3 ART X —
EEER - B 13, i 6.0 Gb/s DT —2i5
(SATA3_0: Z | g ssweewmar—szs
p.1.No. 8 ZHi) & 2kl & £ AFHD SATA F—2r—7
(SATA3_1: e R—hLE T,
p.1.No. 7 Zk) *SATA 24 M2 T/NA AT
A N FE O M2_2 2L TV 5A1E,
(SATA3 2: 2 |_ I_ 2 SATA3_3 N EDE T,
p.1.No. 9 ) (1-fi) & =l &S
(SATA3_3:

p.1.No. 10 ) (F{i)

USB 2.0 W& —
(9 ¥/ USB3_4)
(p.1.No. 17 &)

(4 ¥ USB5)
(p.1.No. 16 ZHi)

1
GND
P+0
P-0

USB_PWR

ZOYP—R—RIZiZ2 DD
USB 2.0 "X —h¥fiE T
WET,

USB 3.2 Genl ’\‘77 e Vbus
ox Vbus IntA_PB_SSRX-
(19 [« F_USB3_1_2) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
(pI\ No. 6 %ﬂﬁ) GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

ZORYP—HR—FIclE 1 DD

ANV Z—=PEHENTVET,
T USB 3.2 Genl "X —I{Z
2DDR—FeY R—FTEE
ED
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Jay SVt —Ty NERE'\SA%C;EQF TONYR—=E, 7ay 4 —
Fwy ' — - OUT_RET TAA IR =T 1 T
(9 ¥~ HD_AUDIO1) INA Ryt I BT2dDED
(p.1.No. 19 ) T,

)

1L NATH T4 =g =T G o2 2 7% R—FLTOETH, IELL

BERET B 72801, > —2 DI IV T AV —Y HDA Y R—FL T2 EHW
BT, BEODIRTFLEROFBICIE, GHDY= 2TV BL U+ —> D
Za T DITRICRES TL/EE 0,

. AC'97 A —T ¢ ANV EI G B EICIE RD R 70 T°C, Hilfi/ St v —7

AN E—ITOHFTTEZ N,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##iLF T,

B. Audio_R (RIN) # OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC#i LE T,

C. 77—X (GND) % 7 —X (GND) Ic##i L&,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 ¢ A7\ )VEFH T, AC'97 4 —T 147 5%
VTG ENSZ P T BB D DFE Ao

E. 702 kA 22503123, Realtek 1> N E1—)L7 % )L D[ FrontMic | % 7T,
[EREF Bl s L T<IE &0,

S— | A —a— CORYP—R—RIciF4 &~
VT TyARI R f32 IKIEEN e — YDA A

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 4 ZI®)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 15 )

booo

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ICEEfFENTVET, 3EVD
=K 7 v e b
TRHGAITIF E 1-3 Ik
LTL7EEL,

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

CPU 77>aAXTR FAN_SPEED_CONTROL CORYP—R—=RiF4V

(4 ¥ CPU_FAND) RO CPU 77Y (WET 7)) 3%

(p.1.No. 2 ZHR) e AEEfFENTOET, 3 Y
— D CPU 77 2 d B3y

IF B 13 icHR LTlE
él/\o
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CORYP—R—FRIZ 4 LK
4 N S
Fasreeo_contioL 0 1% Wl CPU 77y 2 s
2
1

CPU/ U4 —R—KR>TT
7YARTR

(4 ¥~ CPU_FAN2/WP)
(p.1.No. 20 ZR)

FAN_\/OLTQNGS HENTHET, 32D CPU
IKIENT 7 > ¥k A 556
I BV 13 ISR LT 72
W,

COXYP—F—Fid 24>
ATX BRI T 2SN
TWVWET, 20 B2 ATX &
EHHTRICE . EV1E13
ICHDETHERLTLIIZEW,

ATX BIRIAR IR
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 5 ZiR)

TORYP—R—RiEgr
ATX12V BRI X7 2 —hdk
HENTOET, 4 E2D ATX
BIEEHTZIT EV 1L
5ICHEDLYTERLTLIZE
W,

I BRI N TV SER
r—TIWIN T T T4 A —
FHTIE%L,. CPUHITHBC
L MERLTLIEEZ W, PCle &
Wr—7 ORI Z—IC
2 A A AN Y AN

ATX 12V BFEI R I X
(8 ¥/ ATX12V1)
(p.1.No. 1 Z#)

COARY R SPI T AT
BT Iwh T4 =LV a—

SPI TPM N\ &' —
(13 ¥/ SPI_TPM_J1)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI

(p.1.No. 11 &)
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RST#
lTF;M,PlRQ

O[O[O]O
| @)fe)[e)[e)[e)(e)

[@)[e)(®)

SP

SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
I_MISO

SPI_CS0

JU(TPM) ¥ AT LSRG
DT T VRV, S
AT =R, 7= RS
TEET, TPM VAT LIEE
e Ry NI a5 4%
BTV ROV 7
L. 79y b 74— L5l
ZIRAELE T,
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ST IVR—E A\ R —
(9 ¥> com1)
(p.1.No. 18 ZR)

T COM1 N\ R —F> V)7
JVR—=REYa—)L7eR—h
bi‘a_o

DDCD#1
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1 &

ST K AR B He10M/ac 4R » 172 A AR B — DT 1% T P AT e A 1
PEREFTSERIEM o EHRIERT & 4 EE TR AN A VA TEITHE Rt fl sk RE -

Q HIF WS FI BIOS B RIREC AT » UL » A SUHI N A ATRE 2 RERT B 2L » 207
ST o ARFSAGEEINER » WEFTHIRRAFF L AERERG E - BT 2
FINHATEA] o MFETFES M EWRIARAIERSSF » F IR TG LA T

ERTHIZS B8 o At AT LITES# 0k LB #T VGA 7l CPU STHF71I% - 4

ZERYk http://www.asrock.com ©

1.1 8%E

o EE H610M/ac £H7 (Micro ATX #FE R <T)
o 1EEE HE10M/ac PSEZCIEIER

o BB H610M/ac STROLEE

o 2x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£M)

o 2x ‘E®E WiFi 2.4/5 GHz K& (3%E19)

o IxiZZ (ft M2 HEEEER )  (E)

« 1x1/O iR
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1.2 M
T8

CPU

i 4
A7

¥t

H610M/ac

o Micro ATX #li& R ~f
o TR AR

o SZFFE 12 U Intel” Core™ 2L FHER (LGA1700)
« Digi Power design

o 6 R

« SZ¥F Intel® Hybrid Technology

« ¥ Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

o Intel* H610

« XEJE DDR4 AR

« 2xDDR4 DIMM f#

« 3CFF DDR4 JE ECC ~ FRZEIMALT » B SCRAIZR 3200*

*1E S EERA TG Y Memory Support List ([NfF3ZFFYI5R) T
FRIETE  (http://www.asrock.com/)

« 378 ECC UDIMM MI{FER (3 ECC #zUIR(E)

o RSN FRAAR : 64GB

« SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 1xPCle Gen4x16 & *
* 37 FE NVMe $SD ATEE
« 2xPCle Gen3x1 Il
o 1xM2IHIE (E8E) - 7#F 2230 B WiFi/BT PCle WiFi it

* HH GPU SR B #3785 Intel* UHD Graphics PIE IR
1 VGA ittt ©
o Intel® X° 445 (Gen 12)
o 3P EEHEIHEDT © D-Sub ~ HDMI fll DisplayPort 1.4
. 375 TMDS B HDMI 2.1 * 60Hz A A28k 4K x
2K (4096x2160)
o X¥F DisplayPort 1.4 » DSC (J£48) B R/MHZET] 1% 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
o SZFF D-Sub * 60Hz IR HHERIR 1920x1200
« SZFFHDCP 2.3 23845 TMDS i HDMI 2.1 LLJ% DisplayPort 1.4
Uit [

o 7.1 CH EE & (Realtek ALC897/887 44 fiEh &8 )
o CRFEIRRR
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Fe£k LAN o 802.11ac WiFi f&ilt
« SZFF IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o ZEDUUIEY (2.4/5 GHz)
o THEFRE 433Mbps HIERICEGERE
o ZFF Bluetooth 4.2 /3.0 + Hi3# Class I1

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o S7FF Wake-On-LAN ([)_F-Mifig )
o SZFFEEH /ESD (R
o ZFEFEREAKM 802.3az
« =7 UEFI PXE

EE#R /0 o 2x RE&IRL
« 1xPS/2 Ebr / SR
o 1xD-Sub %[l
« 1x HDMI 5[]
o 1x DisplayPort 1.4
« 2xUSB 3.2 Genl ¥ (SZFF ESD f747)
« 2xUSB2.0 % (SZFF ESD fR4)
o 1xRJ-45 LAN ¥l » 7 LED (ACT/LINK LED #{1 SPEED
LED)
o EHEETL  SEg A /BT A/ Z X

ik « 4xSATA3 6.0 Gb/s #£[1 *
* N5 M2_2 7 SATA B M.2 156 5 0 SATA3 3 151 EEH -
o 1x % M2 B (M2_2 »Key M) , 374F 2260/2280 SATA3 6.0
Gb/s 1 PCle Gen3x4 (32 Gb/s) fEzX **
> T Intel® H2E LA (VMD)
% NVMe SSD FIEE Eh#E
> TR U2 B

o « 1 x COM Ui I FZRH

« 1xSPI'TPM 4%l

o 1x WUFER AR 25 B2

. 1xCPURNEED (4 %)

* CPU MmO i s 1A (12W) THARKY CPU MU ©

o 1xCPU/ KFENREED (44F) (CEEENFREE )
* CPU/ KNSR i 2A (24W) THZRH K MU

o 2xMLFE /AR EED (4 41)  CRRE XS RETER)
“HLFR 1 KEE XU SR R ) 2A (24W) THERI) 7K UG ©
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H610M/ac

BIOS ZhHESS

Y

W

BRIERSE
NE

* CPU_FAN2/WP #ll CHA_FAN1~2/WP A LLE & 3 411K 4
X R GTEREA -

1x24 £ ATX HIFE

1x 841 12v s

1 x BT & 404 1

2x USB 2.0 M) (37FF 3 4~ USB 2.0 Wi » %£F ESD {f477)
1x USB 3.2 Genl ## (37FF 2 4~ USB 3.2 Genl Uii[] » S7Ff
ESD {#¥7)

AMI UEFI Legal BIOS » Ff%1E 5 GUI

ACPI 6.0 A MR R

+§F SMBIOS 2.7

CPU NI | 877 ~ CPU GT ~ DRAM ~ VCCIN AUX ~ +1.05V
PROC ~ +0.82V PCH ~ +1.05V PCH HJE% X%

NmEEEIT © CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE 1 KR XU

B e (IRIE CPU R B 5 AR e XU E )

CPU ~ CPU/ /KK ~ HLFE / KFENT

Mm% PSR EEZER] : CPU ~ CPU/ K2R ~ HLFE 1 KR XU
CASE OPEN (#LA&FT ) faiml

FEIEWE © CPU Veore ~ +1.05 PCH ~ DRAM ~ VCCIN
AUX ~ +1.05V PROC ~ +0.82V PCH ~ +12V ~ +5V ~ +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 i /11 64 {if

FCC~ CE
ErP/EuP 3HF (FFEZFF ErP/EuP RIHIR )

*HFTFHFE G R TEVIIRIEA TGS ¢ http://wwwasrock.com

A AN REEBIIA T —E NS » @5 % BIOS W& » A “HHEMEAR” » BIE
HB=JTITE o EHIATREARNTER AHIFEELE » B BN RGHTAERTIR 58
AT o PUTIXIN L EER EHENISAIZE o ol Inf H FAEATIME A BT 5

e
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1.3 B&ig 8
P SRR BBk o FFPREIBSERR LB BT - BRE REERT o R
IXSEEHI B A Sk ENE - BkE UTRET -

- W

Short Open

1B CMOS Bk

(CLRMOSI1) ) 48
(LB 1T+ 85134 2

CLRMOS!1 feiFAiER: CMOS K - ZUEIREE RS S HEITONLE - 1F
RITTEAL - RIS B8R RISk o 220 15 P05 BB CLRMOSI
RS 5 B - (B2 5 1EZ)(EEHT BIOS [GILENERR CMOS » AN
FEMIZERY BIOS BEHT/E{HERR CMOS » MLLSRIEENREE » HAEE G EHTIER:
CMOS #(F = EER » B63 ~ B~ BRI P B E SO JAEET T CMOS F
WS 2 0ER o EILHEEERR CMOS JFHU T BEEDE -

Q ATRIEE R CMOS » HIAEFTIT AANE] o 15+F BIOS T “Clear Status”  (THFIA
&) HEESIT— MIFERARSATER



H610M/ac

1.4 fREERFEO

Stk
(9 ¥t PANEL1)
(1T F124)

R

WREBAFIBE I TRBRE » TE B ANERE X BT L o FFBRAIERE]X
LRI ] L AXTENGE K X PR -

I R FHE DA - AL
FEERTRRIFIT K ~ EETT R
FRGUIRESE AT IR 2
T o EEEASTENAIL T
IEfUEHED -

HDLED+

PWRBTN( HEHFX) :
EEEIWAFRIEIR LRI REIRTFS o ST LIBEE A HIFTT XK A8 77 2 o

RESET( EEFX) :
EBEEI FERT TN _ERIEETFR o ZTRITENIIEN] - TEHITIEF EREE) » #5E
B XEHEIEP]

PLED( Z#HJELED) :
EBEE|H R ETIR_ERIRE SRS IR AT o REGTRIEIRIERT » ML LED 2 » #4504
1E S1/S3 HEHRAKZSHT » Mk LED [AIKF: o AL TE S4 BEARIRSEC AL (S5) B » Ik LED

HDLED( ###%;%3) LED) :
HEBEFIN RTETA EAOREALSE) LED #5754 © BEALETEEIENS ASAEn T + U LED

BTG THRIEY A TR A A5 o BTN B F IR ~ EETFX -
8 LED ~ BEELI%E) LED $670AT ~ 1/ <% o FHLAERT BT A E BRI Bk -
TARELMCFIE I O IE R DLR
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LR AR 7 S e SPEAKER SRR AR R 52
(7 4F SPK_CI1) ooy | SR E R o
(W& 1T+ 514 ) 5y |
1
SIGNAI\L |
GND
DUMMY
EB1T ATA3 #2[1 IXPY/S SATA3 B2 FHife i
FE - F{ [ °  60Gbis BB ek
(SATA3 0 2 I_ ] 2 TEARR A SATA B -
W 1T HsA) & 2kl & * A5 M2_2 % SATA I M.2
(SATA3_1: % 0 SATA3_3 5z
WEI1T H71) H e
HA: N
(SATA3_2: 2 |_ I_ 2
NE1T o) (F) R DR U
(SATA3_3:

WEFE1T 5 101)
(F)

USB 2.0 #f#l USB_PWR IEHT B 2 4> USB 2.0 %
(9- % USB3_4) il B
(1T FE17 1)
(4- ¥ USB5)
(ILE 17 516
USB PWR
USB 3.2 Genl #2 Youe WM R —EE - It

(19 ¥t F_USB3_1_2)
ME1T &6 )

Vbu
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-

s ntA_|
ntA_|
nt
nt

3

IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

USB 3.2 Gen1 B2 AT LIS #5719
AN e



H610M/ac

DAL=t GNERE&E%C;; PeEk F T B s & i
(9 £t HD_AUDIO1) - our_ReT ZIFTESREMR

(ME 1T FE191)

Q 1. EREEASCHFBALEN - (BYURS LAVETIREL 2 AT HE HDA A REER TIF - i
LA 10T F RN A F AT B L HE %5 ©
2. YIRIEEH AC™ 97 EMTIEING » 15 120G LU T PR & 22 g TR & ATl <
A. ¥ Mic_IN (MIC) FE#F| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) 1%#%] OUT2_R » # Audio_L (LIN) %] OUT2_L °
C. [§#5 (GND) IEHEE#E i (GND) °
D. MIC_RET ] OUT_RET K Tiai& EFAlHIR o EAFHEEX AC” 97 B
EFEEN]
E. IS ARTZ 50X » 155 %] Realtek FEilllE#HR_FH “FrontMic”™ (FiZE5 /X ) EHF »
% “Recording Volume” (REEH®E) °

WG 1 KRNSO EEFEAAR R A 4 #HoKiEHLAE
(45T CHA_FAN1/WP) cs 2t NMUREEED o ANSRIEHTROER: 3
(WE1T Ha) R KNG » BT EE

FAN_SPEED_CONTROL gu%-[—ﬂ;l] 1-3 0

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
(4%f CHA_FAN2/WP) 10, ot
e e CHA_FAN_SPEED
<IJ—IL‘£ 1 ﬁ ’ Eﬁ 15 /l\) FAN_SPEED_CONTROL
1234

CPU MRz FAN_SPEED_CONTROL MR 4 £ CPU M (B
(4 ¥f CPU_FAN1) CPU*FAN;S;ED HAR) B0 o MRETHE

(W17 B2 i BEEE 3 5T CPU MR » BT

—5 BEEEETH 1-3
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CPU/ KRR F#EL U EHTERHE 4 $HoKE KR EE
(45t CPU_FANZ/Wp)  PANSPEED_Control ﬁ S 1o AIRASFTRIERE 3 £
(W 17T F204) FAN_VOLTASE 2 CPUKIN - IR E S
FEHHN 1-3 -
ATX HLFREEO 12 [0 24 PE AR 24 51 ATX HR
(24 ¥ ATXPWR1) Bl o B 20 £ ATX H
W 1T 55 ) P5t o TEUTETEE 1 FOEHRE 13 4
B o
1 [Od 13
ATX 12V HF#E s 5 PEEAER (L 8 £ ATX 12V HL
(8 4 ATX12V1) Uty 2%‘3%?[! S 4 51 ATX
WE 1T H 1) LU S SEEHID | AT 5
E °
L ERREEN RIEL
AF cru, miEEAR+F. &
¥ PCle BRLIRIERIILIE
0.
SPI TPM #H sP1_DQ3 I EECIZHF SPI Trusted
(13 %t SPLTPM_J1) SP"cf’uﬁRT% Platform Module ({EfF 515
(ME 1T B A) | spos: B o TPM) %45 0 AILIZ %
AN <|>o TEREESA ~ MR %
1[Qlo[olol0 TS - TPM RG] L
| SPI_TPM_CS# %?Ejﬁﬁﬂ%iﬁé ’ ﬁ'ﬁ}j@(
FHARIR T H TR -

SPI_DQ2



H610M/ac

R py mE SN RRXD1 It coM1 #23k R AT IR
(9 ¥ comi) poSRAT o
(1T 18 D)

& i sh 3L
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H¥ES~

o=
oa/9

FAZHHRR

AR E R THAE S 7 s e B ) R SJ/T 11364-2006 THLF
(ERFMH RGN SR ) > BFE R ML TR » #LIE RS 158
R E BN B EYREBUTHE BRI B ZE AR T PR S R e a
WAE ~ MF=5ER™ EIMERIAR o (K FUHlE - BRI F A7 S 2 NI AR
EERE—Z kR o B—d 2 BT =5 M E AR - Atk Fike
PR A HARR A 10 4 -

10

3

FESREYRRATENBEMRESERNA

EEHCT BRI S R R SOT R R B S IR T AR

Fe 3R o
LR _ BEYMBOTE
#t (Pb)| £R (Cd) | 7K (Hg) | 751 (Cr(VD)) | % BB R (PBB) | %615 — %k (PBDE)
;iiiﬁ X (0] O (0] (0] (0]

O: F LB A EVREZSEATE S TR R & 2= TE SJ/T 11363-2006 FRUEHLE
FIRREZR LT ©
X: £EE FEEVRE DG TR R & B SJ/T 11363-2006 HriE
FUERIREER » SRZEB IR SRS TE S 2002/95/EC FUHITE o

T B ST Z MR E R - R E— R ERE AR T -




5 AL
1 /&7
RSB EY Ho10M/ac THAT - AERRAEERERENE  2—5

BACENISEERM - FAERRMARMIRENBENE T2 EEY
R B T R O 7EGE

S

FRFEHRARIE R BIOS EAETIREE ERT - TR HABNEEZE - BASTE
A1 o WA HBERIENK - O] BEZEIEITERISENIRE - FABINEH - ELF
B BR T HARTARIRI TS 1E - 35 LR PIHOAT IS B AR 75 B 145 8 FE e B s E 8 AL <
St BT ZE AR IR FTH) VGA & CPU #8588 - ZEZ4ENL http//www.
asrock.com -

1.1 8RR

o EZ HE10M/ac FHiR ( Micro ATX R~ )
o FEZ H610M/ac RIRZEEEIER

o FEZ H610M/ac ZIENHE

« 2 xSerial ATA (SATA) BRl4E4E (2R )

o 2XEEZE WIFi 24/5 GHz X4 (ER)

o IxiZ# (BRARM2IEE) (EH)

« 1xI1/0 @IS

H610M/ac
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CEDaFE!

FCiSEE

REFRIEE

BRE
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o Micro ATX R~f

o EIREERRE

o THEE 12 1K Intel® Core™ EIE2E (LGA1700)
« Digi Power design

e 6 BRMBAIRE

o XIE Intel® ;B &l

« 3 Intel® Turbo Boost Max #1ii 3.0

« Intel® H610

o #3858 DDR4 FCIRAEH il

« 2xDDR4 DIMM #&1E

« 2% DDR4 3F ECC FF4EERCIERS - &5 0l%&E 3200*
*MHREZEN - BASEEZA ENRRESER - (httpy/
www.asrock.com/)

+ X ECC UDIMM refEAgfRA (5R3F ECC 230 FiEME)

s mAZRMIERESE | 64GB

« 3 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 1xPCle Gen4x16 &g *
* 738 NVMe SSD 1E % BE it i
« 2xPCle Gen3x1 1&E1E
o 1xM.2 #E1E (Key E) - 238 2230 E¢ WiFi/BT PCle WiFi 1%
4

* ZIREE GPU KEES 4 I IE Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals & VGA &t -
o Intel® X° BREZLM8 (5 121%)
o —EEF&HLEE : D-Sub - HDMI & DisplayPort 1.4
o E=1E 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz E4rERY HDMI 2.1
TMDS &4
« 71% DisplayPort 1.4 - DSC ( B4 ) AT E S 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
« e 18 1920x1200 @ 60Hz T E/ D-Sub
. S22 HDCP 2.3 - B HDMI 2.1 TMDS 482 471 DisplayPort
1.4 &R

¢ 7.1 CHHD &#f ( Realtek ALC897/887 E:l#aHH2s )
o TERRIRE



LAN

#HER 1/0

HERE

R

H610M/ac

« 802.11ac WiFi 1848

+ 374% IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o TIREESE (2.4/5 GHz)

« YIESE 433Mbps WS RBRER

« 1% Bluetooth 4.2 /3.0 + E3&ARA! Il

 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V

o XIEAKIARE

s XEEE /HERE

» 7i% 802.3az EEE &AL AR

« 48 UEFI PXE

o 2X RERERE

« 1xPS/2BE / #EERE

« 1xD-Sub EE

+ 1x HDMI E$#1R

» 1xDisplayPort 1.4

o 2xUSB 3.2 Genl #HE ( ZIEFFEBIRE )

o 2xUSB 2.0 =R ( ZIBFFERE )

o 1xRJ-45LAN 3&#38 - & LED ( ACT/LINK LED & SPEED
LED)

- HD F&fiEfl : RBWMA / ERIN / ExE

« 4 xSATA3 6.0 Gb/s 58 *

*EM2_2 5 SATA R M2 KEGA - BEEH

SATA3 3 -

« 1xUltraM.2 #EEE (M2_2 - Key M) - SZIE#RAY 2260/2280
SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s) &=z **

** 1% Intel® HiIE R EEIEE (VMD)

** % NVMe SSD 1Rtk

*RXREZU2EHR

+ 1xCOM EHRHEET

o 1xSPITPM BEgt

o 1 x HRRBIE R BIN\BEEH

» 1xCPU EE#58 (4-pin)

*CPU EBEETERS 1A (12W) ABINER CPU AR -

« 1xCPU / K2EBEREIR 4-pin) (EELEFREE

il )

*CPU /KA EAEGEEESERS 2A (24W) EAEINERIK
RERE -
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BIOS In&E

RN

TEERR

=0 2K
FY=I=X

o 2x AR/ KAERERER 4-pin) (BRARRREE

1)

* R /KA EBREBEESIERS 2A (24W) BEINENKZ
* CPU_FAN2/WP F1 CHA_FAN1~2/WP T EENE A2 S EA
3-pin 5 4-pin A -

1x 24 pin ATX EREE

1x 8 pin 12V ER#EE

1 x BIERZ R

2xUSB 2.0 gt (248 3 8 USB 2.0 EH:E ) ( ZIBEHE
fRi& )

1xUSB 3.2 Genl #kit ( 323% 2 18 USB 3.2 Genl iEHIE )
(ZIEFBRE)

AMI UEFI Legal BIOS %5 GUI <&

ACPI 6.0 FEIARE B B FIH

S # SMBIOS 2.7

CPU #b» / #REX ~ CPU GT ~ DRAM ~ VCCIN AUX -
+1.05V PROC - +0.82V PCH - +1.05V PCH BERZ Ef%

EREESET : CPU ~ CPU/ KSEH ~ #3R / KLEBRE
HERRE (I CPUREBBREMREARBEE ) : CPU-
CPU/ KL ER ~ R/ KALEBERB

BERZEREZS : CPU - CPU/KSEH - #3R / KSE
AR

PR B RUS R

EERE#% : CPU Vcore ~ +1.05 PCH ~ DRAM -~ VCCIN
AUX ~ +1.05V PROC + +0.82V PCH ~ +12V » +5V ~ +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 117t / 11 64 17T

FCC - CE
ErP/EuP Ready ( &1 ErP/EUP ready EIR{ESS )

* UIFEEmMAF AN - B LRPIRIAEN  http//www.asrock.com

A BIENIERE - BIRTREELRERENER - HEEH% BIOS FHIRE - HRA
B HEBIR# A 1% B AVEER T B - AT SR E LA M EY - HE
EEEHBZANTHREEEMEE - BEETRIEBEREBRAZE - FHFE 5
RHABSEFTE A I BE IR E AR A -
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1.3 Br#RATE

EPIBETRRERENS X - ERGIEEEHM LR - ZWER "TRE, - &
REMGIBEEHR L - ZBER "RRL -

- W

Short Open

BBk CMOS B4R

(CLRMOS1) s
(BEWE1E . &% 2-pin B
13)

B E# A CLRMOS1 BBk CMOS HMER - BEBRAERARSHRBRR
E - AAHRBNER BN TERHERNERE - £FF 15 VWE - FEM
BE#R1EE CLRMOS1 E£RY pin 2R84 5 70 - 38 - B AZEIEEH BIOS 217815
Bk CMOS - ZEEFEEH BIOS BIENERR CMOS - BIMATEHE Z 4T -
REINETAR CMOS ErERIER - TR - RBEREH CMOS Bitik7 &5
B2 - B BREREMERRRERE - BEC - BOEBR CMOS AR
iRz -

Q EIBRR CMOS - DIEEEHAIZIMARFIRL - A% BIOS #15 "Bk, - B
SERTHARI &M REAIACER -
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1.4 RS HEEt R IZER

LA E RS
(9-pin PANEL1)
(FBF2BE1E - HFHE

12)

REHFE RIZFBEABERAR - B RIBETES Lt RIZGE L - #SBERIEETE
et RIFIR L - RIS AKX MBI ZIE -

FEIRER AT BBt B BE 51 44
R EMEIRFR - ERFAE
REFAREIE NG EE E U
Hret - EERBR AR
BIESEH -

HDLED+

PWRBTN ( Ei55R ) :
EEZHREEIR LHEIRFR - BUREEAERABBHZAERNG -
RESET ( E&2fR ) :

EXEHARAIEIR LRIER AR - EEBIREHFANTIESERME - % FER
FABARI o] EXT R E) B A

PLED ( %#% % LED) :
X EHARPER LRIERMEISTNE - ZAIETEZEIER - It LED BSHE - 24

A S1/S3 FERRIAERS « LED E15AEEIEE - ZMEA S4 FERRRAE LRI M (S5) b5 -
LED 5% -

HDLED ( ####%#) LED) :
BEZWRATEIR _ERIIERREE) LED - 1R IFTEANE B A BRI - LED E27E -

BWRIVBIENRE SEFE - FIEREAFZEEHE R - ERFHH - 85
LED ~ 1855 %) LED ~ W\ REMEEA R - 15 RBIEIRZAEX B ULBERAT -
A TETE AR R 2T H#5 K EF IEREAEFT -
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e YL SPEAKER MRS S R I8t -
(7-pin SPK_CI1) ouMY |
(FSWE1E &% 5
14) 1
SIGN/I\L |

GND

DUMMY
Serial ATA3 #58 EIUAE SATA3 TR E IR
FH BT R SATA A
(SATA3.0 : SRS ® ®EEE60Gh/s #R
ESEE1E FES) 2 |_ -| g 5@2
(SATA3_1: o =l G * 35 M2_2 5 SATA $EfY
ESEE1E FRT) 2EEWER  BEER
B SATA3_3 -
(SATA3.2 : Wl
ESEE1E HREI) S |_ |_§
(k) o =l =l v
(SATA3_3 :
EEWEL1E  H%
10) (M)
USB 2.0 HEgt - REMIR_E2HEMA USB 2.0
(9-pin USB3_4) il HEgt -

(FELHEEL1E - H%
17) 4
p.

USB_PWR
(4-pin USB5)
(FELHEEL1E - H%
16) USB Pwr
USB 3.2 Gen1 #két oo Sl v so. U HEIR EB—BHES - U
(19-pin F_USB3_1_2) i o USB 3.2 Genl Hist OS2 18
( = Fﬁﬁ% l E ﬁﬁ%ﬁ InlAiPA,S:TNXDV :::::::::1:‘ 1 ﬁ?%iﬁ
6) " e Jo[C a0
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ATERE TR g AR ENEE
(9-pin HD_AUDIO1) ) EREREM -
(BeME1E  E%
19)

~

Q . BRSNS EESLENNEEH (Jack Sensing) - MR FAERAUAL
1€ HDA AL IERESE - kAT MERREMAAL LA -
2 BE@AAC 97 SHRER - FREN TS BEEBERE TS
A. # Mic_IN (MIC) &% MIC27L .
B. #% Audio_R (RIN) ##%Z OUT2_R B#% Audio_L (LIN) ###Z OUT2_L -
C. #5424 (GND) 212124 (GND) -
D. MIC_RET ) OUT_RET {£# HD S EWRERH - BARFEEHE AC'97 Sl ER

Lt -

E. ZZREFIAIZ A - FFI7E Realtek #EHIEHR BRI " FrontMic , #EEAZ 1%
e/ KL EBREBE REHMRECHEMIE 4-Pin /K%
L] Lot WRERBHKE - BOGEE
(4-pin CHA_FAN1/WP) ¥ 3-Pin KR RAE - w5

BEESREL1IE . &R FAN*SP;E:(;AOST;LED Z£Pinl-3-
4) FAN_VOLTAGE
GND

GND

(4-pin CHA_FAN2/WP) FAN_VOLTAGE

CHA_FAN_SPEED

( R Fﬁﬁ%‘- l E iﬁ?}ﬁ, FAN_SPEED_CONTROL

15)

CPU R E#8E FAN_SPEED_CONTROL AREHMRACHE 4-Pin CPU &
(4-pin CPU_FAN1) PTALSPEED B (BEAR) B - 503
(FLREE1E - &R e EEH 3-PINCPU AR - 7
2) —- EZEPin1-3-
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CPU / KAEFERBEE
B8

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(F2EFE1E - HFR
20)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CPU_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

H610M/ac

REHREHE 4-Pin K%
CPU ERS#%EE - BIRFTEE
#3-Pin CPU K2R - 35

%% Pin1-3 -

ATX E51E

(24-pin ATXPWR1)
(BESBEEL1E &5
5)

AEEREE—A 24-pin
ATX iR - BEHEA
20-pin ATX IR FESS - 35
A PNl K Pinl3-

ATX 12V EiR#EER

REWRACHE— 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) UEU 12V EREE - EZ2FH
(B2EE1E . &% 0000 4-pin ATX TRHLAES . 51E
1) 4 1 A PNl X Pin5-
g . =IEEDEE CPU
WEES  MIEBRENS
B4R - B PCle BESIE
A3 -
SPI TPM HEst seLpas I IBFEIE SPI ST aEMA
(13-pin SPI_TPM_J1) “Dummy (TPM) %4 - TIfEREES
(E2HE1E  &E | | % - BADRE - BERER
11) A ey MBL - TPM RAE0AEA(L
olololololo Brz:  RERUSHT
Gl&m;rpmﬁcs# ﬁgﬁqz@%%:& o
spl_Dbczs_o
A R s I COM1 gt R385

(9-pin COM1)
(FEZEE 1 E - W9
18)

DDCD#1

IR
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
Desain Digi Power

Desain 6 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DIMM DDR4
Mendukung memori DDR 4 non-ECC, tanpa buffer hingga 3200*

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2,0

1 slot PCle Gen4x16*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

2 slot PCIe Gen3x1
1 x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/
BT PCle

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, dan DisplayPort 1.4
Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz



Audio

LAN Nirkabel

LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

H610M/ac

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897/887 Audio Codec)
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Modul WiFi 802.11ac

Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps

Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas IT

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung UEFI PXE

2 x Port Antena

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port D-Sub

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

4 x Konektor SATA3 6.0 Gb/s*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_3 akan dinonaktifkan.

1 x Soket Ultra M.2 (M2_2, Key M), mendukung SATA3 tipe
2260/2280 6.0 Gb/s & PCIe mode Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2
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Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras
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+ 1x Header Port COM
+ 1x Header SPI TPM
«+ 1x Intrusi Sasis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
« 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~2/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
«+ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
«+ 1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1xHeader USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

« ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2.7

+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V
PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V PCH

« Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

+ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

«+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

+ Deteksi CASE OPEN

+ Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V
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os « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan

A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
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kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

e-mail: info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

e-mail: sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

e-mail: sales@asrockamerica.com

P/N: 15G062360000AK V1.0
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